
Nonostante un leggero calo neol primo trime-
stre, nel secondo del 2017 l’industria dei se-
miconduttori ha segnato una performance di 
tutto rispetto, raggiungendo quota 101,4 mi-
liardi di dollari, un “robusto +6,1% rispetto ai 
95,6 miliardi del primo trimestre. Si tratta, se-
condo gli analisti di Ihs Markit, della più cre-
scita più elevata, relativa al secondo trime-
stre, dal 2014. Numeri estremamente positivi 
per il settore dei chip di memoria, cresciuto 
del 10,7% a quota 30,2 miliardi di dollari, con 
Dram e flash Nor a tirare la volata con un +14 
e +12,3% rispettivamente. In termini di appli-

cazioni, i settori consumer e dell’elaborazio-
ne dei dati sono aumentati in misura pari al 
7,9 e 6,8%, mentre al terzo posto, sempre nel 
secondo trimestre di quest’anno, il segmen-
to industriale ha segnato un +6,4%. 
All’incremento di quest’ultimo com-
parto hanno contribuito molti seg-
menti tra cui avionica commerciale 
e militare, digital signage, sistemi di 
sorveglianza video connessi in rete, 
Hvac, smart meter, inverter per ap-
plicazioni fotovoltaiche, illuminazio-
ne a Led ed elettronica medicale. 

A livello di aziende Intel conferma la proma 
posizione, tallonata da Samsung mentre SK 

Hynix, molto più distaccata, conquista la ter-
za posizione.

Mensile di notizie e commenti 
per l’industria elettronica
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Semiconduttori: un Q2 (quasi) da record
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Efficienza che può arrivare fino al 94%, ri-
duzione di un ulteriore 25% delle perdite di 
carico, utilizzo dell’innovativa tecnologia di 
trasmissione dati digitali isolata FluxLink: 
questi gli elementi chiave che contraddistin-
guono i dispositivi della nuovissima famiglia 
di integrati di commutazione flyback CV/CC 
off-line InnoSwitch3 introdotta da Power In-

tegrations. “Questi dispositivi di terza gene-
razione – ha detto Andrew Smith, director of 
training della società durante la conferenza 
stampa di presentazione – consentono lo 
sviluppo di alimentatori compatti per poten-
ze fino a 65W senza bisogno di dissipatori e 
sono ideali per tutte quelle applicazioni dove 
consumo di energia, ingombri e vincoli di na-
tura termica rappresentano elementi critici”. 

La famiglia di circuiti integrati InnoSwitch3 
è ottimizzata in tre serie per specifiche ap-
plicazioni:
• CE: Current External. Attua una regola-
zione a corrente costante/tensione costan-
te (CC/CV) con rilevamento della corrente 
di uscita esterna per assicurare flessibilità 
di progettazione ottimale. È pensata per 
caricabatteria a singola tensione compatti, 
adattatori, applicazioni IoT e di domotica.
• CP: Constant Power. È ideale per l’ero-
gazione della potenza tramite interfaccia 
USB, la carica rapida e altre applicazioni 
in cui è necessaria una tensione di uscita 
dinamica.
• EP: Embedded Power. Presenta il MO-
SFET con la massima tensione nominale 

della famiglia (725 V) e offre protezione 
completa di linea e di carico con eccellente 
regolazione incrociata multiuscita per ap-
pliance e applicazioni industriali complesse. 

InnoSwitch: è arrivata la terza generazione
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Sensirion ha annunciato l’acquisizione 
delle attività nel settore automotive di Auto 
Industrial Co. (Aic), azienda specializzata 
nel settore di moduli sensori per applicazio-
ni automotive. Con questa operazione, che 
include siti produttivi in Cina, Corea del Sud 
e Stati Uniti, la società svizzera non solo 
espande la sua presenza sul mercato, ma 
rafforza anche la sua posizione come forni-
tore di moduli sensore per gli OEM che ope-

rano nel segmento automotive. 
Tra i prodotti chiave di AIC si pos-
sono segnalare sensori Ads (Auto 
Defogging sensor), sensori Aqs 
(Air Quality Sensor) e sensori di 
CO2. La divisione acquisita pren-
derà il nome di Sensirion Auto-
motive Solutions e opererà come 
società legalmente indipendente 
da Sensirion. “Con questa opera-

zione – ha commentato Marc von 
Waldkirch, Ceo di Sensirion – 
rafforzeremo la nostra posizione 
di fornitori di soluzioni complete 
proponendo soluzioni di rileva-
mento chiavi in mano sotto forma 
di moduli e fisseremo nuovi punti 
di riferimento nel segmento del 
rilevamento ambientale in ambito 
automobilistico”.

Sensirion acquista la divisione automotive di Aic

MARC VON 
WALDKIRCH, 
Ceo di Sensirion

Le 5 più importanti aziende nel settore dei semiconduttori nel secondo 
trimestre 2017 (Fonte Ihs markit – settembre 2017)

Q1-17 
Rank

Q2-
17 

Rank
Company Name

Q1-17 
Revenue 
($Million)

Q2-17 Revenue 
($Million)

QoQ 
Growth

Market 
Share

1 1 Intel 14,009 14,469 3.3% 14.3%

2 2 Samsung Electronics 12,799 14,388 12.4% 14.2%

3 3 SK Hynix 5,507 5,884 6.8% 5.8%

4 4 Micron Technology 4,711 5,352 13.6% 5.3%

5 5 Broadcom Limited 4,021 4,186 4.1% 4.1%

Top 5 Companies 41,047 44,279 7.9% 43.7

Total Semiconductor 95,574 101,426 6.1% 100%

Others 642.5 733.6 16.2% 21.7%

Total 2,992.8 3,386.0 13.1% 100.0%

Power Integrations ha presentato 
InnoSwitch3, una famiglia di circuiti 
integrati di commutazione flyback off-
line con efficienza del 94%
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Toshiba tenta di alleggerirsi ven-

dendo la sua divisione di chip 

per far cassa. E intanto progetta 

nuovi investimenti nelle memorie 

NAND. Anche se la cessione dei 

chip si sta rivelando più comples-

sa del previsto, la società non ha 

intenzione di far trascorrere troppo 

tempo per proiettarsi sul futuro. Il 

management ha infatti program-

mato la nascita del nuovo impian-

to giapponese di memorie NAND, 

entro il prossimo anno. I vertici 

del gruppo ritengono che il nuovo 

stabilimento rappresenti anche 

un’opportunità per cogliere al volo 

il trend positivo del settore. Già 

quest’anno, secondo gli analisti, 

il mercato delle NAND dovrebbe 

chiudere con un balzo di oltre il 

30%, un incremento dovuto es-

senzialmente alla penuria di offer-

ta. Di qui la decisione dei vertici di 

Toshiba di potenziare il business e 

di far cassa con i chip, vendendo 

la business unit corrispondente. 

Tale operazione, che si è resa ne-

cessaria per far fronte alle ingenti 

perdite registrate negli Stati Uniti, 

per via dell’investimento catastrofi-

co nel business nucleare con l’ac-

quisto di Westinghouse Electric, 

rischia di essere un’operazione 

più complessa delle attese. Re-

centemente, Toshiba era infatti 

vicina a chiudere un’intesa con un 

consorzio in cui è presente anche 

il suo partner nello sviluppo e nel-

la costruzione di NAND, Western 

Digital Corp., ma la fretta di To-

shiba nel concludere non ha por-

tato bene all’operazione. Secondo 

quanto riferito da indiscrezioni del-

la stampa statunitense, Western 

Digital aveva messo sul piatto 

17,4 miliardi di dollari nell’ambito di 

un’operazione che avrebbe coin-

volto anche il fondo statale the In-

novation Network of Japan. Ma 

poi l’interesse di altre cordate gui-

date da Apple e da Foxconn, ha 

fatto saltare il tavolo e iniziare una 

gara fra tre pretendenti. Secondo 

le ultime indiscrezioni, Western 

Digital avrebbe contattato anche 

Apple per un’offerta congiunta in 

cui quest’ultima avrebbe 

dovuto sborsare 460 mi-

lioni di dollari. Ma l’intesa 

non è andata a buon fine 

e Toshiba ha dovuto far 

buon visto a cattivo gioco 

per poter scegliere il part-

ner migliore, spuntando il 

prezzo più interessante per la sua 

business unit, che dovrebbe alla 

fine attestarsi intorno ai 18 miliardi 

di dollari.

Toshiba fa cassa sui chip 
 per investire nelle NAND

Il colosso giapponese progetta 
di cedere la sua attività di chip 
per rientrare delle perdite dovute 
ad una bancarotta nel business 
americano del nucleare. Intanto 
pianifica una nuova fabbrica di 
memorie NAND in Giappone

FEDERICO FILOCCA

A fine agosto, Samsung ha co-

municato che nei prossimi tre anni 

investirà 7 miliardi di dollari statuni-

tensi nell’impianto di Xi’an in Cina 

per produrre le memorie flash di tipo 

NAND. L’annuncio è arrivato a meno 

di 24 ore di distanza dalla sentenza di 

condanna a 5 anni di reclusione in-

flitta al vicepresidente Lee Jae-Yong, 

accusato di corruzione e di altri reati 

nell’ambito dello scandalo che ha por-

tato all’impeachment e poi all’arresto 

dell’ex presidente della Repubblica 

Park Geun-hye. Lee, oltre a essere 

vicepresidente, è anche leader de 

facto ed erede della famiglia fonda-

trice del gruppo Samsung. Il nuovo 

maxi investimento dovrebbe consen-

tire al gruppo asiatico di consolidare 

ulteriormente la propria leadership nel 

segmento delle memorie flash di tipo 

NAND. Sulla base dei dati elaborati 

da Idc, lo scorso 31 marzo Samsung 

Electronics deteneva del segmento in 

esame una quota di mercato del 41%, 

seguita da Toshiba, la prima a svilup-

pare questi chip, con una market sha-

re del 18%. All’interno dell’universo 

dei semiconduttori, lo stesso colosso 

coreano è anche il maggiore produt-

tore al mondo di DRAM, coprendo da 

solo il 44% del fatturato di questo altro 

segmento. E proprio il business com-

plessivo dei chip di memoria ha con-

sentito a Samsung di registrare nell’ul-

timo trimestre utili record, diventando 

così ancora più profittevole di Apple. 

Un contributo importante ai risultati 

record di Samsung Electronics è arri-

vato anche dal settore telefonia, con 

oltre 79 milioni di smartphone conse-

gnati nel secondo trimestre del 2017 e 

con il Galaxy S8, che nello stesso pe-

riodo è stato il dispositivo Android 

maggiormente venduto. Numeri 

che, a giudizio di alcuni esperti, 

potrebbero essere confermati an-

che nel terzo trimestre, dato che 

il suo più temibile concorrente, il 

nuovo iPhone 8, come da tradi-

zione è stato lanciato poco prima 

di metà settembre e inizierà a essere 

diffuso a partire dal quarto trimestre. 

Sul listino di Seul, le quotazioni dei ti-

toli Samsung Electronics, nonostante 

la decisa correzione intervenuta tra la 

seconda metà di luglio e la vigilia di 

Ferragosto, hanno aumentato il loro 

valore di oltre un quarto rispetto allo 

scorso 31 dicembre. Gli analisti, co-

munque, ritengono che c’è spazio per 

un ulteriore forte apprezzamento delle 

quotazioni, sempre che la tensione 

tra Stati Uniti e Corea del Nord non 

sbocchi in un conflitto che coinvolga 

anche Seul.

Samsung accelera sulle memorie flash

Per far fronte alla crescente domanda di questo tipo  
di chip, il colosso coreano investirà entro il 2020 ben  
7 miliardi di dollari nell’impianto cinese di Xi’an,  
con l’obiettivo di aumentare l’attuale quota di mercato  
del 41%, distanziando così ulteriormente Toshiba

ELENA KIRIENKO

HI-TECH & FINANZA

http://www.mouser.it/bomtool/?cm_sp=homepage-_-smallbanner-_-forte-newbom
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Militare e Aerospaziale: 
 cauto ottimismo
MASSIMO GIUSSANI

e da una forte domanda di 

viaggi aerei commerciali, spe-

cialmente in Medio Oriente e 

nella regione APAC. Risente 

tuttavia negativamente della 

pressione a ridurre i costi da 

parte degli operatori com-

merciali, con il risultato che il 

pronostico di crescita sarà di 

appena lo 0,3%. Per quando 

riguarda il segmento della 

Difesa, il cambio di ammini-

strazione ha comportato il 

ritorno degli Stati Uniti a una 

forte spesa militare dopo nu-

merosi anni di tagli ai budget 

della Difesa. A contribuire alla 

domanda globale di prodotti 

militari e per la Difesa sono 

anche le rinnovate tensioni 

in Medio Oriente, Nord Co-

rea, Europa Orientale e nei 

Mari della Cina. Le previsioni 

di crescita per il 2017 si rias-

sumono in un ben più solido 

3,2% di espansione rispetto 

all’anno passato, con parti-

colare coinvolgimento – oltre 

che degli Stati Uniti – di Emi-

rati Arabi Uniti, Arabia Saudi-

ta, Corea del Sud, Giappone, 

India, Cina e Russia.

Sempre Deloitte fornisce tutta 

una serie di analisi che per-

mettono di stimare la produ-

zioni di aeromobili sul lungo 

termine: il numero di aeromo-

bili civili che saranno prodot-

te tra il 2017 e il 2031 viene 

stimato in 69150 unità, per un 

fatturato globale di 4800 mi-

liardi di dollari; le aeromobili 

militari saranno invece 8 mila 

unità per un valore comples-

sivo di 508,3 miliardi di dollari. 

Più di metà delle unità (54%) 

saranno aerei da combatti-

mento, mentre il 24% saranno 

di addestramento, il 13% di 

trasporto militare e il 9% mez-

zi speciali. Per quanto riguar-

da la produzione di elicotteri, 

sempre riferita allo stesso 

periodo, gli analisti di Deloitte 

prevedono la produzione di 

26,600 unità, per un valore di 

287,7 miliardi di dollari.

Alla produzione di aeromobili 

è associata una corrispon-

dente domanda di compo-

nenti elettronici ed  elettro-

ottici e di sistemi di guerra 

elettronica, che sono parte in-

tegrante della realizzazione di 

sistemi radar, di comunicazio-

ne, di bersaglio, di jamming 

e di protezione del mezzo. 

I dati rilasciati dal Forecast 

International mostrano una 

progressiva riduzione del nu-

mero di unità prodotte tra il 

2017 e il 2031, che passeran-

no da 14420 nel 2017 a 6450 

nel 2031. 

A crescere in maniera co-

stante, in contrasto, è il mer-

cato globale della Guerra 

Elettronica che, secondo una 

ricerca condotta da ASD, 

dovrebbe vedere un incre-

mento del 36,1% nel corso 

della prossima decade, pas-

sando da un fatturato globale 

di 14,4 miliardi di dollari nel 

2016, a 19,6 miliardi di dol-

lari nel 2026. Questa espan-

sione viene modellizzata con 

un tasso di crescita annuale 

composta del 3,13% sul pe-

riodo considerato. Il valore 

cumulativo espresso sull’in-

tero periodo decennale sarà 

di 184,1 miliardi di dollari. A 

spingere la domanda di appa-

recchiature per la guerra elet-

tronica saranno soprattutto il 

crescente bisogno di capacità 

ISR (Intelligence, Surveillan-

ce, Reconnoissance) per la 

raccolta di informazioni, la 

sorveglianza e l’identificazio-

ne delle minacce militari. L’a-

nalisi prevede un incremento 

degli investimenti militari nei 

sistemi di guerra elettronica 

su piattaforme aeree, navali e 

terrestri.

Il mercato dei semiconduttori 

nelle applicazioni militari e ae-

rospaziali è destinato a gene-

rare quest’anno un fatturato 

globale di 2,9 miliardi di dolla-

ri, con un incremento rispetto 

al 2016 dell’otto per cento. È 

quanto emerge da una analisi 

(“2017 Semiconductors in Mi-

litary and Aerospace Applica-

tions”) messa a disposizione 

da Databeans e dalla quale 

si evince che questo merca-

to continuerà a espandersi 

anche sul lungo termine, con 

prospettive di crescita ricon-

ducibili a un tasso di crescita 

annuale composta del 4%.

Delle tre aree di maggior 

peso della spesa militare – 

Stati Uniti, Russia e Cina 

– gli USA rappresentano di 

gran lunga il maggior merca-

to. Tutte e tre questi mercati 

hanno visto incrementi tra 

2016 e 2017 compresi tra il 

4,5 e quasi il 6%.

Per apprezzare appieno le 

previsioni di evoluzione futu-

ra del mercato dell’elettroni-

ca destinata ad applicazioni 

militari e aerospaziali è uti-

le consultare le previsioni 

dell’industria della difesa nel 

suo complesso. Una recente 

indagine condotta da Deloitte 

(“2017 Global Aerospace & 

Defence Industry Outlook”) 

mostra un trend in crescita 

e un mercato caratterizzato 

da ottimismo economico. In 

questo studio, gli analisti di 

Deloitte offrono previsioni di 

lungo termine sulla produzio-

ne di aeromobili e sulle ipo-

tesi di spesa per la Difesa a 

livello globale. Ci si attende 

che i fatturati dell’industria 

aerospaziale e della difesa 

riprendano a crescere, grazie 

a un incremento delle com-

messe nell’ambito della dife-

sa e all’accresciuta domanda 

di viaggi aerei originata dalla 

creazione di ricchezza in Asia 

e Medio Oriente. Dopo diver-

si anni di crescita positiva ma 

sotto le aspettative, si preve-

de che quest’anno il settore 

Aerospaziale e della Difesa 

andrà incontro a una più mar-

cata espansione del 2 per 

cento. La ripresa è attribuibi-

le a una molteplicità di fattori 

che coinvolgono i segmenti 

Aerospaziale commerciale e 

quello della Difesa. Il settore 

Aerospaziale commerciale è 

alimentato dalla stabile cre-

scita del prodotto interno lor-

do mondiale, dai prezzi delle 

materie prime in relativo calo 

Dopo anni di relativa 
stagnazione, cresce 
la spesa militare 
globale e con 
essa il mercato 
dell’elettronica 
Militare e 
Aerospaziale

Nonostante la tendenza al ribasso in termini di aeromobili prodotte, 

il mercato dell’elettronica aerospaziale sta vivendo un trend positivo 

(Fonte Forecast International)
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IC Insights ha apportato si-

gnificative correzioni al pro-

prio “McClean Report 2017” 

pubblicato all’inizio dell’an-

no. Tra le revisioni spicca 

un aggiornamento comple-

to delle previsioni di crescita 

delle 33 principali categorie 

di prodotto classificate da 

Wsts (World Semiconduc-

tor Trade Statistics”.

I tassi di crescita di tutte le 

categorie di prodotto sono 

riportati in tabella 1. Il set-

tore per il quale è prevista 

la crescita più elevata è 

quello delle memorie Dram: 

ciò non rappresenta sicura-

mente una sorpresa, visto 

l’aumento dei prezzi medi 

di vendita fatto registrare 

da questi componenti nel-

la prima metà dell’anno. In 

particolare l’aumento pre-

visto è del 55%: se questo 

“forecast” fosse confermato 

il segmento ripeterà gli ex-

ploit del 2013 e del 2014 

(Tab. 2).

Ottime anche le crescite del 

segmento Industrial/Other 

Special Purpose Logic, con 

una crescita prevista del 

32% e delle due categorie 

di IC correlate al settore au-

tomotive – Automobile Spe-

cial Purpose Logic e Auto-

motive Application Specific 

Analog – il cui aumento per-

centuale è stimato pari al 

48 e al 18% rispettivamen-

te. Le altre due categorie di 

prodotto che cresceranno in 

misura superiore a quello 

complessivo dei chip (che 

dovrebbe aggirarsi intorno 

al 16%), sono quelle delle 

Flash Nand e dei prodotti 

per applicazioni Industrial/

Other Special Purpose 

Logic. Tra i segmenti con 

crescita a due cifre, da se-

gnalare i prodotti per la 

conversione dei segnali, le 

Mcu a 32 bit (che partivano 

da un -10% fatto registrare 

lo scorso anno), computer 

e periferiche – Special pur-

pose logic, circuiti analogici 

per la gestione della poten-

za e Mcu a 16 bit. Continua 

invece il trend negativo per 

gate array, Sram, driver 

per display e Mcu a 4/8 

bit. Complessivamente, nel 

2017 le categorie di prodot-

to che saranno caratteriz-

zate da un andamento po-

sitivo sono 29, in aumento 

rispetto alle 21 dello scorso 

anno.

Memorie Dram e Flash e IC per 
applicazioni automotive e industriali 
saranno il volano della crescita a due  
cifre del mercato dei semiconduttori

Semiconduttori: auto e memorie 
 “spingono” il mercato

FILIPPO FOSSATI

Tabella 2 – Andamento del mercato delle Dram nel periodo 2013 – 2017  (per il 2017 si tratta di previsioni – Fonte: IC Insights, settembre 2017)

Rank 2013 2014 2015 2016 2017F

#1 DRAM 32% DRAM 34% * * DRAM 55%

- * * * * *

#18 * * DRAM  -3% * *

- * * * * *

#26 * * * DRAM -8% *

Ranking among 33 IC product categories classified by WSTS

Tabella 1 – Previsioni di crescita del mercato dei semiconduttori per 
categoria di prodotto (Fonte: IC Insights, settembre 2017)

Product Category 2016 2017

DRAM -8% 55%

Auto – Spcl Purpose Logic 4% 48%

NAND Flash 17% 35%

Industrial/Other – Spcl Purpose Logic 7% 32%

Auto – App-Specific Analog 17% 18%

Total IC Market 4.2 14.2

Signal Conversion 14% 13%

32-bit MCU -10% 12%

Computer and Peripherals – Spcl Purpose Logic 9% 11%

Power Management Analog 2% 11%

16-bit MCU 5% 10%

Amplifiers/Comparators 3% 9%

General Purpose Logic -10% 9%

Industrial/Other – App-Specific Analog 15% 9%

Wired Comm – App-Specific Analog -10% 8%

Consumer – Special Purpose Logic -3% 7%

NOR Flash 10% 7%

PLDs 3% 7%

Wireless Comm – App-Specific Analog 2% 6%

DSP 12% 5%

EEPROM/ROM/EPROM/Other 3% 5%

Cellphone App MPUs 6% 4%

Consumer – App-Specific Analog 19% 4%

Wired Comm – Spcl Purpose Logic -6% 4%

Computer – App-Specific Analog -10% 3%

Std PC, Server, etc. MPUs* 11% 3%

Standard Cell 2% 2%

Wireless Comm – Spcl Purpose Logic 8% 2%

Interface 5% 1%

Tablet MPUs -2% 1%

Display Drivers -11% -2%

4-/8-bit MCU -7% -4%

SRAM -9% -6%

Gate Array -13% -8%

*Includes embedded processors but does not include graphics processors.
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zi vanno a riempire il tempo 

che intercorre tra la parten-

za e l’arrivo. I vantaggi sa-

ranno evidenti anche per il 

benessere personale: oltre 

250 milioni di ore all’anno 

di guida risparmiate, cor-

rispondenti ai tempi che 

impiegano i pendolari per 

spostarsi nelle città più traf-

ficate. Ogni azienda dunque 

potrà pensare a come far 

sfruttare a proprio vantag-

gio tutte queste ore ‘free’. 

Secondo quanto stimato, il 

mondo della Mobility as a 

Service (MaaS) produrrà un 

movimento di denaro che 

per il 43% circa sarà di ori-

gine business e per il 55% 

sarà incentrato sul privato. 

Inoltre, 200 miliardi di dollari 

di ricavi sono oggi ipotizzati 

per tutta quella evoluzione 

di app e servizi che saranno 

incentrati sul tempo messo 

a disposizione dalla guida 

autonoma.

Intel punta 

all’automotive

Intel punta a questo setto-

re ed entro fine anno sarà 

pronta la sua prima flotta di 

veicoli a guida autonoma. 

Il colosso americano ha 

annunciato che realizzerà 

100 veicoli da testare ne-

gli Stati Uniti, in Israele e 

in Europa. La novità segue 

l’acquisizione della società 

israeliana Mobileye, per 

oltre 15 miliardi di dollari a 

marzo.

Le auto saranno dotate di 

tecnologia di guida autono-

ma di livello 4 (il massimo 

è 5) e in pratica saranno in 

grado di guidare senza pi-

lota, ma potrebbero richie-

dere l’intervento umano.

“Il nostro obiettivo”, dichia-

ra Amnon Shashua, Ceo e 

Cto di Mobileye, “è quello 

di sviluppare tecnologia 

per veicoli autonomi che 

possa essere applicata 

ovunque, il che significa 

che abbiamo bisogno di te-

stare e addestrare le auto 

in diversi luoghi”. La flotta, 

precisa Intel, comprenderà 

automobili di diversi mar-

chi e modelli per dimostra-

re la natura “neutra” della 

tecnologia.

In un futuro anche non trop-

po lontano, gli spostamenti 

a bordo delle auto a guida 

autonoma saranno momenti 

di piacevole relax e di diver-

timento, e per chi invece non 

riesce a staccare dall’ufficio, 

la vettura sarà il posto ideale 

in cui fare business. Questo 

settore del mercato varrà 800 

miliardi di dollari nel 2035 e 

7.000 miliardi di dollari nel 

2050. Lo rivela una recente 

indagine di Intel Corpora-

tion, condotta da Strategy 

Analytics, che prevede ri-

percussioni molto positive 

anche dal punto di vista della 

sicurezza. Secondo lo studio, 

infatti, oltre mezzo milione di 

vite umane potrebbe essere 

‘salvato’, proprio grazie alla 

guida autonoma tra gli anni 

2035 e 2045.

Harvey Cohen, co-autore 

dello studio nonché presi-

dente di Strategy Analytics, 

sostiene che la tecnologia 

di guida autonoma sarà la 

spinta verso il cambiamento 

in molti settori, principalmen-

te nell’ambito business-to-

business, inizialmente nei 

Paesi sviluppati, dove andrà 

a reinventare le modalità di 

consegna dei pacchi e del 

trasporto a lunga distanza.

L’utilizzo aziendale del-

la Mobility as a Service 

(MaaS) potrebbe generare 

3.000 miliardi di dollari di ri-

cavi, ovvero il 43% del totale 

della Passenger Economy. 

La riduzione dei costi per 

la sicurezza pubblica cor-

relati agli incidenti stradali 

ammonterà a 234 miliardi di 

dollari (2035 – 2045), ma lo 

studio si focalizza anche sul 

cambiamento epocale delle 

nostre abitudini.

Con la sempre maggiore 

diffusione di veicoli e ser-

vizi per le auto a guida au-

tonoma, crescerà anche 

la cosiddetta “Passenger 

Economy”, quella generata 

dai passeggeri che in pre-

cedenza erano impegnati al 

volante: musica, film e tanti 

altri servizi. Insomma, nelle 

ore risparmiate alla guida, 

avremo più tempo per ac-

cedere a tutti quei servizi 

offerti dal mondo IT, Goo-

gle, Facebook e Amazon. 

L’auto non sarà più solo un 

mezzo di trasporto, ma si 

trasformerà in un hub per 

la lettura e l’intrattenimen-

to, per il networking, per 

riposarsi o per lavorare, 

ma anche per l’airstyling o 

per la bellezza. In pratica, 

la funzione tradizionale del 

veicolo cambia, nuovi servi-

Un recente studio di Intel Corporation, condotto da Strategy Analytics, rivela 
che le auto a guida autonoma varranno 7.000 miliardi di dollari nel 2050.  
Si apriranno buone prospettive anche per soddisfare le esigenze del mercato 
della Passenger Economy

Nel nostro futuro? 
 La Passenger Economy

ANTONELLA PELLEGRINI
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Nuova vita 
ai PC?

ANTONELLA PELLEGRINI

installate. Serviranno ancora 

numerosi miglioramenti, os-

serva Gartner, che si concre-

tizzeranno nel periodo da tre 

e cinque anni. “Oggi, l’espe-

rienza dell’utente con le nuove 

tecnologie come l’intelligenza 

artificiale e gli assistenti virtuali 

risulta troppo spesso al di sotto 

dello standard del dispositivo 

e il costo per aumentarne il ri-

sultato è proibitivo rispetto ai 

benefici”, ha detto Atwal. “Nel 

breve periodo, il mercato dei 

dispositivi continuerà a essere 

guidato da progressi nella tec-

nologia tradizionale, ma guar-

dando da qui a tre o quattro 

anni, questo settore inizierà a 

vedere cambiamenti molto si-

gnificativi sia nelle modalità di 

utilizzo sia nei fattori di forma, 

in particolare con l’introduzione 

del 5G”.

Rallentamento  

secondo IDC

“Worldwide Quarterly Personal 

Computing Device Tracker” è 

l’ultimo studio rilasciato da IDC, 

che mostra invece proiezioni 

per niente positive per il merca-

to dei PC: da qui al 2021, infat-

ti, i volumi caleranno dell’1,7% 

annuo (Cagr) e si passerà dai 

435,1 milioni di unità conse-

gnate nel 2016 ai 398,3 milioni 

stimati per il 2021. IDC com-

prende nei PC anche i tablet, 

che vedranno nei prossimi anni 

un declino: “L’attrattiva dei di-

spositivi slate sta diminuendo – 

dice Ryan Reith program vice 

president del Worldwide Quar-

terly Mobile Device Trackers 

di IDC – mentre il ciclo di vita 

di questi prodotti ricalca quello 

dei PC di quattro o cinque anni 

fa”. I tablet “puri”, non associa-

ti a tastiera, caleranno ancora 

del 6,8% annuo, in media”. “Il 

mercato dei PC tradizionali”, 

dice l’analista Loren Loverde, 

“prosegue con la solida transi-

zione verso design più sottili e 

convertibili. Allo stesso tempo, 

gli utenti aziendali e ancora di 

più quelli consumer continue-

ranno ad allungare la vita dei 

vecchi PC, limitando le proprie 

spese e suddividendo gli uti-

lizzi su una gamma di diversi 

dispositivi”. Un po’ di ottimi-

smo anche per IDC che deri-

va dal fatto che molte aziende 

e consumatori passeranno a 

Windows 10. Inoltre, nei pros-

simi anni, una nuova domanda 

potrà derivare da una migliore 

congiuntura economica, dalle 

applicazioni di realtà virtuale o 

dai videogiochi.

Buone notizie per i pro-

duttori di PC. Secondo 

una recente ricerca di 

mercato condotta da Gartner, 

il prossimo anno potremmo as-

sistere a un rialzo dei volumi di 

vendita dei personal computer. 

La ragione, dopo anni di ineso-

rabile discesa, sta nel fatto che 

sta per concludersi il periodo di 

valutazione di Windows 10 e gli 

utenti sembrano apprezzare la 

maggior sicurezza offerta da 

software e hardware di ultima 

generazione, con le aziende 

che presumibilmente porteran-

no a termine la migrazione ver-

so questo sistema operativo nel 

corso del 2018. Questa nuova 

fase arriva dopo sei lunghi anni 

di declino in un mercato che ha 

sofferto per l’ascesa dei dispo-

sitivi mobili come smartphone 

e tablet. Gartner stima che le 

vendite complessive di per-

sonal computer arriveranno a 

267 milioni di unità nel 2018, 

che rappresenta un incremento 

del 1,9% rispetto alle previsioni 

per il 2017, mentre arriveran-

no a 272 milioni nel 2019. Per 

il 2017, le stime sono di una 

contrazione per i computer e i 

tablet, a fronte di una crescita 

degli smartphone, che si pre-

vede raggiungeranno quota 1,6 

miliardi di unità vendute, ovvero 

+5% rispetto all’anno prece-

dente. In pratica, i consumatori 

scelgono sempre meno telefoni 

cellulari a basso costo preferen-

do gli smartphone di prezzi più 

elevati.

Vince la sicurezza

Grazie alle vendite di dispositivi 

ultraportatili di fascia più alta, 

nell’anno in corso dovremmo 

assistere a un rialzo dei volu-

mi di vendita che, da un lato, 

vedranno comunque una con-

trazione dei sistemi desktop 

classici in favore di una mag-

giore diffusione di sistemi por-

tatili, ultraportatili e 2-in-1 – nati 

in modo specifico per trarre 

vantaggio dal sistema opera-

tivo Microsoft Windows 10. “I 

compratori di PC continuano a 

mettere la qualità e la funzio-

nalità davanti al prezzo”, ha di-

chiarato Ranjit Atwal, research 

director di Gartner. “Molte so-

cietà stanno arrivando alla fine 

dei loro periodi di valutazione 

per Windows 10 e ora si appre-

stano ad adottare i nuovi PC, 

in quanto vedono gli evidenti 

vantaggi di una maggiore sicu-

rezza dall’hardware di nuova 

generazione”. Nel complesso, 

la crescita delle spedizioni del 

mercato dei dispositivi è co-

stante per la prima volta in molti 

anni”, ha dichiarato Atwal. “Le 

spedizioni PC sono leggermen-

te inferiori, mentre quelle dei te-

lefoni un po’ più alte, portando 

a una lieve leggera revisione al 

ribasso rispetto alla preceden-

te previsione”. Gartner ha poi 

preso in esame anche le tec-

nologie più innovative messe in 

campo dai produttori – in parti-

colare l’intelligenza artificiale e 

gli assistenti virtuali come Siri, 

OK Google e Cortana, che per 

il momento ancora non convin-

cono il grande pubblico: l’espe-

rienza d’uso è ancora inferiore 

rispetto a quella complessiva di 

uso dei dispositivi su cui sono 

Dopo un lungo declino, il mercato dei 
personal computer potrebbe finalmente 
tornare a crescere nel 2018. Lo afferma un 
recente studio di Gartner. Una ricerca di IDC, 
invece, prevede un’ulteriore contrazione

Tabella 1 – Mercato PC: previsioni consegne 2016-2021 (in milioni)

Fatturato Fatturato Fatturato Fatturato Fatturato Fatturato

Form Factor 2016 2014 2014 2014 2014

Shipments 2016 90762 90762 90762 90762

Share 2021 2014 2014 2014 2014

Shipments* 2021 90762 90762 90762 90762

Share* 2016-2021 2014 2014 2014 2014

CAGR* 90762 90762 90762 90762 90762

Desktop + DT & Datacenter Workstation 103.4 23.8% 86.3 21.7% -3.5%

Notebook + Mobile Workstation 156.8 36.0% 162.1 40.7% 0.7%

Detachable Tablet 21.5 4.9% 41.9 10.5% 14.3%

Slate Tablet 153.4 35.3% 108.1 27.1% -6.8%

Grand Total 435.1 100.0% 398.3 100.0% -1.7%

Traditional PC 260.2 59.8% 248.4 62.4% -0.9%

Traditional PC + Detachable 281.6 64.7% 290.3 72.9% 0.6%

Total Tablet (Slate + Detachable) 174.9 40.2% 149.9 37.6% -3.0%

Boeing 90762 90762 90762 90762 90762

Source: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, August 24, 2017 

*Forecast Data
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EONews dedica l’ormai 

consueto report Paese 

all’India. Questo vasto Pa-

ese sta avviandosi verso 

un’epoca di grande svilup-

po, voluta e indirizzata dal 

Governo e ben accolta da 

una classe media che è in 

forte espansione ed evo-

luzione sotto il profilo degli 

stili di vita, dei consumi e 

culturale. 

I grandi progetti governativi 

già avviati impiegheranno 

tutte le tecnologie high tech 

e l’industria locale inevitabil-

mente si rivolgerà a partner 

tecnologici internazionali 

per rispondere rapidamen-

te alle nuove richieste del 

mercato. 

Dopo la crisi dei rapporti uf-

ficiali con l’Italia, iniziata nel 

2012 con i fatti dei marò, 

le relazioni politiche sono 

riprese con buone prospet-

tive per la collaborazione 

economica fra i due Paesi.

Il report propone alcuni dati 

di orientamento sull’econo-

mia indiana, un’intervista 

ad Andrea Maspero, vice 

presidente ANIE per l’Inter-

nazionalizzazione, che ha 

partecipato alla Missione di 

Sistema Italia svoltasi in In-

dia lo scorso aprile e infine 

alcune informazioni relative 

al settore elettronico e ai 

suoi ambiti applicativi più 

promettenti.

Il Paese e l’economia

L’India è il settimo Paese 

al mondo per superficie e il 

secondo per numero di abi-

tanti con quasi 1,3 miliardi 

di persone. La popolazione 

indiana è molto giovane, in-

fatti il 46% degli indiani ha 

meno di 25 anni. 

L’economia dell’India è una 

delle più grandi e maggior-

mente in crescita al mon-

do. Secondo recenti stime 

del Fondo Monetario Inter-

nazionale (FMI), il PIL no-

minale dell’India avrebbe 

raggiunto i 2.250 miliardi di 

USD nel 2016, consenten-

do al Paese di mantenere 

la settima posizione su sca-

la mondiale, attestandosi 

davanti a Italia, Brasile e 

Canada e immediatamen-

te dietro alla Francia. Con-

siderando il PIL a parità di 

potere d’acquisto, l’econo-

mia indiana è in terza po-

sizione al mondo, dietro a 

Cina e USA, ma quanto a 

reddito pro-capite l’India si 

trova in 126esima posizio-

ne; la disparità economica 

la contrassegna quindi in 

modo dirompente.

L’economia è costituita da 

elementi intensamente di-

versificati, che spaziano 

dall’agricoltura di sussisten-

za ai settori industriali più 

avanzati. 

Per ciò che riguarda la com-

posizione della produzione, 

le stime più recenti danno il 

52,5% del PIL provenien-

te dal settore dei servizi, 

il 31.2% dall’industria e il 

16,3% dall’agricoltura.

L’India dispone della secon-

da forza lavoro al mondo, 

con poco più di 502 milioni 

di lavoratori.

Nei primi nove mesi del 

2016 gli scambi commercia-

li erano così ripartiti: 11,1% 

con la Cina, 10,4% con gli 

Emirati Arabi Uniti, 10,3% 

con gli USA. E a seguire 

Arabia Saudita (3,9%), Ger-

mania (3,0%), Hong Kong 

(2,6%) e Svizzera (2,3%). 

Fra i Paesi UE, sempre nei 

primi nove mesi del 2016, i 

principali partner commer-

ciali dell’India sono stati, 

nell’ordine: Germania, Bel-

gio, Regno Unito, Francia 

e Italia. Stando al dato di 

novembre 2016, l’Italia era 

collocata al 26esimo posto 

dal lato delle importazioni 

dell’India e al 15esimo sul 

versante delle esportazioni 

indiane. Per contro, l’India è 

il 17esimo fornitore dell’Ita-

lia e il 30esimo cliente (quo-

ta dello 0,8%). 

Nel 2016, le esportazioni 

italiane verso l’India erano 

costituite per il 40% da mac-

Elettronica in India: 
 il punto della situazione

Alcuni dati di orientamento sull’economia indiana: 
un’intervista a Andrea Maspero, vice presidente 
ANIE con delega all’Internazionalizzazione e alcune 
informazioni relative al settore elettronico e ai suoi 
ambiti applicativi più promettenti

FRANCESCA PRANDI

REPORT
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chinari, prodotti chimici per il 

9,8%, mezzi di trasporto per 

il 3,6% (componenti di auto-

veicoli), carta e cartone per 

il 3% e strumenti e apparec-

chi di misura per il 2,5% . 

Federazione ANIE  

in India 

Dopo 5 anni di sospensione 

dei rapporti economici fra 

Italia e India, a seguito dei 

fatti del 2012, le relazioni di-

plomatiche ed economiche 

fra i due Paesi sono riprese. 

La prima Missione di Si-

stema si è svolta il 26-28 

aprile scorso a New Delhi 

e Mumbai, promossa dal 

Ministero dello Sviluppo 

Economico e Ministero 

degli Affari Esteri e Coo-

perazione Internazionale 

e organizzata da Agenzia 

ICE, Confindustria, ABI, 

Unioncamere e Rete Im-

prese Italia.

Interessanti i numeri della 

Missione resi noti dalla no-

stra Ambasciata in India: 

hanno partecipato 80 azien-

de italiane, 6 Associazioni 

Industriali e di Categoria, 4 

università e centri di ricer-

ca, 8 banche, per un totale 

di 150 delegati che hanno 

preso parte al Business Fo-

rum Italia-India del 27 aprile 

a Delhi e all’Investment Fo-

rum del 28 a Mumbai, con 

un pubblico di oltre 1000 

persone complessive nelle 

due plenarie. Sono stati or-

ganizzati circa 800 incontri 

business to business (B2B) 

con focus specifici sui setto-

ri Infrastrutture e Costruzio-

ni, Meccanica, Automotive, 

Energie Rinnovabili e ICT. 

Federazione ANIE ha parte-

cipato alla Missione propo-

nendo, in questa occasio-

ne, le aziende italiane che 

operano nel settore delle 

energie rinnovabili, guidate 

da Andrea Maspero, vice 

presidente ANIE per l’Inter-

nazionalizzazione.

Nell’intervista con EONews, Andrea Maspero rende conto dei risultati della missio-

ne e del clima in cui la stessa si è svolta

EONews: Quali possibilità di busi-

ness con l’India avete individuato 

per il settore delle energie rinnova-

bili e più in generale per gli altri set-

tori ANIE?

Maspero: Per le energie rinnovabili le 
possibilità di sviluppo più percorribili 
sono nel settore eolico perché, con-
trariamente a quello che possiamo 
pensare, il forte irraggiamento del 
subcontinente indiano trova un limite 
nel periodo dei monsoni e per que-
sto il Governo ha valutato più vantag-
giosa la produzione eolica. Nel cor-
so della Missione è stato avviato un 
Gruppo di lavoro che, oltre ad ANIE, 
coinvolge i rappresentanti delle mag-
giori università tecnologiche e alcuni 
membri del Ministero dell’Economia. 
Con loro abbiamo analizzato i modi 
per impostare questo nuovo business 
e concordato incontri successivi per 
sviluppare il tema.
Questa è stata la prima missione uf-
ficiale del nostro Paese dopo il 2012, 
ma ANIE era già tornata in India lo 
scorso anno con una collettiva italia-
na che ha partecipato alla seconda 
edizione di SPS Automation in India 
(Gujarat – Ahmedabad, 7-9 aprile 
2016). 
Questa volta ci è sembrato interes-
sante proporre il nostro settore delle 
energie rinnovabili perché il Governo 
Modi ha espresso una chiara volon-
tà di rinnovare le fonti produttive di 
energia e di fronteggiare l’incremen-
to dell’inquinamento e dei gas ser-
ra conseguenti al forte sviluppo che 
vuole imprimere al Paese. Tuttavia, 
l’enorme portata del programma di 
ammodernamento e innovazione pre-
visti, con i grandi progetti infrastrut-
turali, apre possibilità di business per 
tutti i settori ANIE, nessuno escluso, e 
la nostra Federazione sarà di suppor-
to a tutti coloro che vorranno valutare 
possibilità di internazionalizzazione in 
India.

EONews: Quali riscontri hanno avu-

to i nostri imprenditori negli incontri 

B2B con aziende indiane? Quale ac-

coglienza hanno vissuto dopo il gelo 

che avevamo avvertito in Italia all’e-

poca della faccenda 

dei marò?

Maspero: Le sensa-
zioni riportate dagli 
operatori sono estre-
mamente positive. In 
questi settori tecno-
logici le controparti 
imprenditoriali india-
ne hanno una forma-
zione molto elevata 
ed è molto semplice 
dialogare con loro 
perché tutti parlano 
inglese. La classe 
media indiana si è molto ampliata 
ed è composta da giovani ben istruiti, 
con una visione del mondo moderna, 
che abbandona totalmente la logica 
delle caste. Imprenditori e Governo 
sono sensibili alle tematiche culturali 
e tutti hanno sottolineato le affinità 
tra i nostri Paesi.
Non si può nascondere, tuttavia, che 
operare in India sia un’esperienza 
quanto meno complessa. Le regole 
doganali e tecniche sono molto diver-
se dalle nostre e sono difficili da ri-
spettare; e le procedure di pagamen-
to dei partner indiani sono piuttosto 
“laboriose”.

EONews: A suo avviso, quale moda-

lità di ingresso nel Paese è consi-

gliabile? A quale tipo di relazioni di 

business sono aperti gli imprenditori 

indiani?

Maspero: La via privilegiata per en-
trare nel Paese è quella di avere dei 
partner locali. Visto il programma del 
Governo Modi, che vuole imprimere 
una forte crescita economica, inevi-
tabilmente si apriranno occasioni per 
tutti i grandi player, ma anche per le 
aziende medio piccole. Anzi, una sin-
gola azienda ha forse maggiori possi-
bilità di ingresso con proposizioni di 
nicchia, godendo così di punti di for-
za. Ad esempio, nel caso della mia 
azienda (Maspero Elevatori), l’offerta 
di prodotti non facilmente replicabili 
in India, ovvero elevatori per ambienti 
produttivi particolari, favorisce le no-
stre vendite nel Paese.
In generale, gli indiani non sono di-

sponibili per un di-
scorso puramente 
commerciale. Il loro 
obiettivo è quello di 
acquisire know-how, 
per poi rielaborar-
lo in un modo più 
conveniente per la 
manifattura locale. 
Sono profondamen-
te convinti di poterlo 

fare e questo è tipico della mentalità 
indiana. Il nostro imprenditore teme 
l’eventuale sottrazione di conoscenza 
che l’indiano è incline a esercitare. 
Occorre quindi tutelarsi con dei buoni 
contratti, che indichino in modo ine-
quivocabile il ruolo dei vari attori.
Nel caso di rapporti con il settore 
pubblico, è necessario informarsi 
adeguatamente e rispettare le com-
plesse procedure di accreditamento.
Vari Stati della Federazione stanno 
inoltre cercando di attrarre investi-
menti esteri offrendo vari tipi di age-
volazioni di cui approfittare; ad esem-
pio, detassazione degli investimenti, 
acquisto agevolato di terreni dove 
edificare stabilimenti e così via.

EONews: In conclusione, ritiene che 

la crescita indiana avrà continuità?

Maspero: Io ho girato molto questo 
Paese di grandi contraddizioni, dove 
si possono trovare eccellenze in tutti 
i settori, pensiamo ad esempio alla 
forza dell’industria aeronautica e del-
le armi, e contemporaneamente un 
gran numero di poveri che muore di 
fame per strada. È un Paese obbliga-
to a crescere, dove molti non hanno 
neppure accesso ai beni primari, dove 
le differenze tra gli Stati sono enormi, 
ma è anche un luogo dove la lingua 
inglese è utilizzata quotidianamente 
nei rapporti d’affari, anche fra indiani. 
Soprattutto, ribadisco che c’è una 
classe media molto determinata a 
crescere, che vuole interrompere le 
barriere delle caste, e in questo le 
nuove tecnologie aiutano. 

ANDREA MASPERO, 

vice presidente 

ANIE con delega 

all’Internazionalizzazione

continua a pag.12
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leader nell’industria indiana, 

riportati in un articolo pub-

blicato sul sito www.electro-

nicsb2b.com del 21 marzo 

scorso.

La domanda interna di PCB 

sta crescendo a una media 

annua del 20,60% e nel 

2020 sarà pari a 6 miliardi di 

dollari. Solo il 35% della do-

manda è soddisfatto da pro-

duttori locali. A differenza 

del resto del mondo, dove la 

domanda di circuiti flessibili 

cresce più rapidamente di 

quelli rigidi, in India avviene 

il contrario. I produttori di 

PCB indiani sono partico-

larmente focalizzati sui PCB 

single-sided, double-sided 

e multi-layer, nella maggior 

parte dei casi con 4-6 layer. 

I produttori sono circa 200, 

e più del 60% è costituito da 

aziende molto piccole. La 

maggioranza di loro adotta 

una strategia high-mix con 

volumi medi. Queste indu-

strie vivono anzitutto due 

grandi problemi, l’indisponi-

bilità di materia prima, che 

deve essere importata, con i 

conseguenti costi, e gli one-

ri finanziari molto elevati. Si 

trovano quindi nell’impossi-

bilità di investire in nuovi im-

pianti produttivi e questo li 

penalizza grandemente, so-

prattutto ora che la vita di un 

impianto produttivo di PCB 

non supera i quattro anni. A 

queste sfide se ne aggiun-

gono altre, molto importanti 

anch’esse; ad esempio la 

carenza di acqua pulita, la 

non continuità della fornitu-

ra elettrica e un numero li-

mitato di parchi di sviluppo 

industriali. Per fare fronte a 

queste sfide, gli industriali 

raggiunti dalla survey riten-

gono che per rispondere ra-

pidamente alla domanda di 

PCB di ultima generazione 

si debbano stringere del-

le partnership con aziende 

estere che realizzino il tra-

sferimento tecnologico, di 

cui i produttori locali neces-

sitano; quindi joint-venture 

ma anche merger & acqui-

sition.

I settori di applicazione 

dell’elettronica

Di seguito alcune brevi infor-

mazioni sui settori a maggio-

re impiego di elettronica trat-

te dalla “Nota Paese India” 

dell’ICE di gennaio 2017.

Difesa e Aerospazio

Per dimensioni, l’India ha il 

terzo esercito al mondo ed 

è uno dei maggiori importa-

tori di attrezzature e sistemi 

convenzionali per la Difesa. 

Il budget indiano 2014 per 

Elettronica in India

Il mercato dell’elettronica 

indiano è uno dei più gran-

di al mondo. Entro il 2022 è 

previsto un turnover di 400 

miliardi di dollari statuniten-

si, ammontare che, con-

frontato con i 69,6 miliardi 

rilevati nel 2012, testimonia 

una crescita veramente ra-

pida. Dei 400 miliardi, 100 

sono coperti dalla produzio-

ne interna. Secondo stime 

dell’Indian Brand Equity 

Foundation, la crescita 

media nel periodo 2015-

2020 è nell’ordine di circa 

il 29,5% annuo. La crescita 

della domanda di beni di 

consumo durevoli ha una 

parte importante nella spin-

ta al mercato. Nell’anno 

2017-2018, le applicazio-

ni maggiormente trainanti 

sono l’illuminazione LED, le 

infrastrutture per la comu-

nicazione e la banda larga 

(transizione al 4G/LTE e 

Internet of Things) nonché 

tutti i device mobili, e infine 

il segmento dell’elettronica 

automotive. La domanda è 

destinata a espandersi non 

solo per l’adozione di tec-

nologie high end da parte 

di consumatori evoluti della 

classe media, ma anche a 

seguito di iniziative prese 

dal Governo per spingere la 

digitalizzazione del grande 

Paese, come Digital India, 

Smart Cities, ampliamento 

della banda larga, program-

mi di e-governance. 

Ma come risponde l’industria 

indiana dei componenti e 

dei semiconduttori a questa 

enorme richiesta? Secondo 

uno studio ASSOCHAM-

Ernst & Young, l’industria 

locale dell’hardware elettro-

nico fatturerà nel 2018 circa 

130 miliardi di dollari e i tas-

si medi di crescita annua nel 

periodo 2013-2018 saranno 

nell’ordine del 13-16%. La 

dipendenza dall’estero del 

mercato dei componenti e 

dei semiconduttori indiano 

è comunque molto forte. 

Lo conferma la Electronic 

Industries Association of 

India (ELCINA), che sti-

ma che circa il 70% della 

domanda di componenti 

elettronici sia soddisfatta 

da importazioni. Le aree 

di provenienza includono 

Cina, Taiwan, Corea del 

Sud, Giappone e alcuni 

Paesi Europei (Germania 

anzitutto). La dipendenza 

dall’estero è molto forte per 

tutti i componenti tecnolo-

gicamente avanzati (circuiti 

integrati, chip, PCB, LED) 

mentre per le categorie elet-

troniche meno sofisticate 

(cavi, tubi a raggi catodici 

e così via) l’India è pratica-

mente autosufficiente.

“I miglioramenti tecnologici 

e i costi relativamente con-

tenuti della manodopera 

sono altri fattori della cre-

scita del settore. Il Governo 

indiano ha istituito gli “Elec-

tronic Hardware Techno-

logy Parks” (EHTPs) e le 

zone economiche speciali 

(SEZ o “Special Economic 

Zones”). Ha migliorato il 

clima per gli investimenti 

diretti esteri (IDE), liberaliz-

zando ulteriormente il set-

tore. Il Governo ha inoltre 

manifestato di voler proce-

dere con modifiche al Piano 

d’incentivazione (MSIPS) 

in base al quale il Governo 

centrale offrirà fino a 1,7 mi-

liardi di USD di benefici per 

questo settore nei prossimi 

cinque anni. 

La crescita del numero di 

clienti e la maggiore pene-

trazione nel segmento dei 

beni di consumo durevoli 

ha fornito buone possibilità 

per la crescita del settore 

dell’elettronica indiana. La 

digitalizzazione del cavo e 

un ampliamento della rete 

apriranno nuove strade per 

le aziende dell’elettronica”. 

Focalizzandoci sul seg-

mento dei PCB, riferiamo 

di seguito i dati di ELCINA 

e le opinioni di imprenditori 

segue da pag.11

Segmenti della produzione elettronica indiana e quote di mercato 

(Fonte: IBEF Indian Brand Equity Foundation, April 2017)
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diana sono nell’ordine: Cina 

(21%), Germania (15%), 

Giappone (12,4%), Corea 

(12%), Tailandia (7,5%) 

USA (6,3%) e Italia (3,7%). 

Energie rinnovabili

L’India necessita di energia 

per alimentare la propria 

crescita e il settore energe-

tico indiano è uno dei più 

diversificati al mondo, con 

fonti per la produzione di 

energia che vanno da quel-

le convenzionali come car-

bone, lignite, gas naturale, 

petrolio, energia idroelettri-

ca ed energia nucleare, ad 

altre fonti non convenziona-

li come l’energia eolica, so-

lare, da biomassa da agri-

coltura e rifiuti domestici. La 

domanda di energia elettri-

ca nel Paese è cresciuta 

a un ritmo rapido ed è de-

stinata a crescere ulterior-

mente negli anni a venire. 

Per soddisfare questa cre-

scente esigenza di energia, 

è necessario un massiccio 

sviluppo del settore. 

Il 12° piano della Com-

missione di progettazione 

prevede che la produzio-

ne totale di energia interna 

debba raggiungere i 669,6 

milioni di tonnellate equi-

valenti di petrolio (Mtep) 

nel 2016-17 e gli 844 Mtep 

entro il 2021-22. Secondo 

un rapporto del 2014 del gi-

gante petrolifero britannico 

British Petroleum (BP), 

nel 2030-35 la domanda di 

energia in India sarà la più 

alta al mondo. 

Ad aprile 2014, la capaci-

tà termica totale installata 

era di 168,4 gigawatt (GW), 

mentre la capacità idroelet-

trica e di energia rinnovabi-

le installata era pari rispetti-

vamente a 40,5 GW e 31,7 

GW. La capacità nucleare 

è rimasta sostanzialmente 

invariata a 4.8 GW. 

Il settore energetico indiano 

ha un potenziale di investi-

mento di 237,35 miliardi di 

USD nei prossimi 4-5 anni, 

fornendo immense oppor-

tunità nella produzione di 

energia, distribuzione, tra-

smissione e apparecchia-

ture. Il Governo ha autoriz-

zato IDE fino al 100% per 

via automatica nelle ener-

gie rinnovabili, in attività di 

esplorazione nel settore 

oil&gas e commercializza-

zione di prodotti raffinati. 

Il Governo indiano ha in-

dicato il settore energetico 

come un settore chiave per 

promuovere la crescita in-

dustriale sostenibile, anun-

ciando l’obiettivo di una 

produzione di energia rinno-

vabile per 175.000 MW entro 

il 2022, di cui 100.000 MW 

di energia solare, 60.000 

MW da eolico, 10.000 MW 

da biomasse e 5.000 MW 

da piccoli progetti.

Illuminazione

Fino a 4-5 anni fa, il mer-

cato vedeva in posizione 

marginale l’illuminazione 

a LED, che era utilizzata 

solo per alcune nicchie; 

oggi invece, con il progres-

so tecnologico nel settore 

la Difesa è stato di 37,3 mi-

liardi di USD, cifra che l’ha 

posta all’ottava posizione al 

mondo con una quota del 

3% della spesa mondiale 

nel settore. Circa il 40% del 

budget Difesa viene speso 

per acquisti all’estero. La 

spesa è in crescita da lungo 

tempo e si stima che con-

tinuerà nei prossimi anni a 

tassi medi del 7-8% annuo 

(pari a una spesa in arma-

menti di circa 250 miliardi di 

USD nei prossimi 10 anni), 

diventando così uno dei 

settori di punta dell’iniziati-

va governativa ‘Make in In-

dia”. Il 53% del budget è de-

stinato all’Esercito, il 23% 

all’Aviazione e il 16% alla 

Marina. Il Governo indiano 

mira a far diventare il Paese 

autosufficiente nell’ambito 

della produzione per la Di-

fesa; i profitti delle aziende 

indiane del settore sono in 

crescita, così come i loro in-

vestimenti esteri. 

Automobilistica  

e componenti auto

L’industria automobilistica e 

dei componenti auto india-

na è composta sia da gran-

di produttori organizzati sia 

da piccoli produttori non or-

ganizzati. Il settore organiz-

zato si rivolge ai produttori 

di apparecchiature originali 

(Original Equipment Manu-

facturers) e richiede stru-

menti di precisione ad alto 

valore aggiunto, mentre 

il settore non organizzato 

comprende prodotti a bas-

so valore e si rivolge so-

prattutto alla categoria del 

post-vendita (ricambi non 

ufficiali). 

Il fatturato dell’industria au-

tomobilistica è stato stimato 

in 66 miliardi di USD nell’an-

no fiscale 2015-16, mentre 

sono previsti 115 miliardi 

di USD entro l’anno fiscale 

2020-21. Le esportazioni 

del settore dovrebbero ave-

re raggiunto i 12 miliardi di 

USD nell’anno fiscale 2015-

16 e portarsi a 30 miliardi di 

USD nel 2020-21. È previsto 

che la produzione di veicoli 

passeggeri passerà dai 3,1 

milioni dell’anno fiscale 2014 

ai 10 milioni dell’anno fiscale 

2021. I principali fornitori del-

la componentistica auto in-

continua a pag.14

Il mercato indiano dell’elettronica può essere suddiviso in sei categorie principali (Fonte: Department of Information 

Technology Annual Report; Corporate Catalyst India; TechSci Research. Notes: SCADA – Supervisory Control and 

Data Acquisition; PLC – Programmable Logic Controller)
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zione e alla manutenzione 

di navi di grandi dimensio-

ni, dovrà essere completa-

mente riadattato con il ‘Sa-

gar Mala Project’. 

Smart Cities 

Non si tratta di un settore 

vero e proprio, ma di una 

miscellanea di settori; l’im-

portanza del progetto, l’en-

fasi con cui viene promosso 

e l’ampia risonanza inter-

nazionale, con investimenti 

e interessamento da parte 

di quasi tutti i grandi Paesi 

partner economici dell’In-

dia, suggeriscono un’atten-

zione specifica e trasver-

sale. Nel 2014, il Governo 

Modi ha lanciato l’enorme 

progetto “100 smart cities” 

entro il 2020. 

Nel gennaio 2015 era sta-

to definito un primo lotto di 

20 città che godranno di 

contributi governativi, sele-

zionate in base ai piani di 

sviluppo presentati e che 

dovevano concentrarsi su 

smart governance, smart 

transportation, smart IT e 

Communication, smart bu-

ildings. Un secondo lotto 

di 13 città è stato definito 

a maggio 2016 e un terzo 

di 27 città (di cui 4 nel solo 

Mahrashtra) a settembre 

2016. Le restanti 40 città 

dovrebbero essere definite 

a breve, con largo anticipo 

rispetto alla previsione di 

completare l’elenco entro 

il 2018.

Note

“Nota Paese India”, ICE, genna-

io 2017

Associazioni indiane del set-

tore elettronico

Electronic industries associa-

tion of India – http://elcina.

com/

India electronics semiconduc-

tor association – http://iesa-

online.org/

Indian Electrical & Electronics 

Manufacturers Association – 

http://ieema.org/

Electronic Components Indust-

ry Association – https://www.

ecianow.org

Association connecting Elec-

tronics Industry – http://www.

ipcindia.org.in/

Siti di informazione sul setto-

re elettronico in India

http://www.electronicsb2b.

com/eb-specials/industry-re-

port/indian-electronic-compo-

nents-industry-overview/

https://www.ibef.org/downlo-

ad/Electronics-April-2017.pdf

dei LED, che può produrre 

luci bianche fino a 100 lu-

men/watt, meno costose, 

infrangibili e resistenti a 

condizioni meteo e UV, si è 

verificato uno spostamen-

to verso le illuminazioni a 

LED. Il mercato dei LED 

è completamente dipen-

dente dalle importazioni e 

coinvolge grandi aziende 

estere come Usha Sriram, 

Osram e Philips oltre a 

svariate aziende giappone-

si e in misura minore cinesi 

e coreane. 

Attualmente, le illumina-

zioni a LED sono utilizzate 

particolarmente per instal-

lazioni architettoniche o 

commerciali, ma si sta svi-

luppando l’uso nel settore 

delle ville e degli apparta-

menti di lusso e presto sarà 

nelle case e negli uffici. La 

maggior parte delle azien-

de di illuminazione presenti 

in India prevede che circa 

un 50 per cento dei rica-

vi totali proverrà dai LED 

entro i prossimi dieci anni. 

Il mercato indiano è forte-

mente guidato dal rapporto 

qualità-prezzo. Le offerte, 

in futuro, saranno proba-

bilmente orientate a forni-

re una migliore qualità e 

durata a prezzi bassi, oltre 

all’utilizzo di LED organici, 

sottili, flessibili e traslucenti 

come la carta. 

Infrastrutture 

Il settore delle costruzioni 

indiano, valutato attualmen-

te circa 126 miliardi di USD, 

è quello con il maggior tas-

so di espansione al mondo 

e, in termini di volume, si 

prevede che diventi il terzo 

entro il 2030. La crescita 

stimata è infatti dell’8,5%, 

con un contributo al GDP 

del 15% entro il 2030; a 

quell’epoca India, Cina e 

Usa copriranno, nelle previ-

sioni, circa il 57% del volu-

me totale di costruzioni. 

L’importanza che il Go-

verno indiano assegna al 

superamento dell’acuto de-

ficit infrastrutturale è testi-

moniato dagli investimenti 

imponenti previsti nel piano 

quinquennale 2012-2017 

e anche nel periodo a ve-

nire. I punti focali dei piani 

di sviluppo di settore sono 

le costruzioni urbane, le in-

frastrutture di trasporto e le 

costruzioni industriali. 

Il Governo ha dato il via a 

imponenti progetti di svilup-

po di buona parte del siste-

ma infrastrutturale, facen-

do largamente conto sui 

prestiti internazionali e su 

sistemi di finanziamento. 

Tra i progetti più importanti 

si possono citare i seguen-

ti: il Corridoio Industriale 

DELHI - MUMBAI (uno 

dei maggiori progetti infra-

strutturali al mondo), lungo 

1483 km, con una spesa 

prevista di 80 miliardi di 

dollari per connettere 24 

regioni industriali, 8 smart 

cities, due aeroporti, cin-

que grandi hub energetici, 

due hub logistici; il progetto 

Smart Cities, per creare o 

strutturare 100 smart cities 

entro il 2020; la Missione 

ATAL per ammodernamen-

to e trasformazione urba-

na, con una spesa prevista 

di 6,5 miliardi di dollari fino 

al 2020; progetti ferroviari 

per 15 miliardi di dollari per 

sicurezza, elettrificazioni e 

acquisto materiali. 

Il Governo sta allocando 

risorse per 128 miliardi di 

USD per i prossimi 5 anni, 

per interventi volti a creare 

linee veloci, modernizzare 

le stazioni e i centri logisti-

ci, migliorare la sicurezza 

dei trasporti, promuovere 

l’integrazione tra trasporti 

urbani ed extraurbani, au-

tomatizzare il traffico. 

Sono previsti numerosi pro-

getti per dotare le città in-

diane di reti metropolitane. 

Il Sistema Portuale Indiano, 

strutturalmente poco adatto 

alla costruzione, alla ripara-

segue da pag.13

Fatturato del mercato indiano dei componenti elettronici 

suddiviso per tipologie di prodotti (13,5 Miliardi, anno 2015 – 

Fonte EY analysis)
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di misure di tipo generale in 

campo elettrico ed elettronico. 

Più sicurezza con le 

misure senza contatto 

La sicurezza è la priorità nu-

mero uno quando si esegue 

una qualunque misura, ma 

talvolta è necessario osser-

vare qualcosa in ambien-

ti dove è difficile accedere. 

L’endoscopio BS-21 HD USB 

permette di vedere laddove 

è normalmente impossibile 

accedere di persona. Lo stru-

mento è dotato di una mini 

telecamera che permette ad 

esempio di esaminare l’in-

terno di condotti e tubature. 

Usata insieme a uno spec-

chio, la sua torcia LED rego-

labile permette di illuminare 

anche gli angoli che altrimenti 

rimarrebbero al buio.

Le misure senza contatto 

rappresentano un’alternativa 

interessante, in particolare 

per rilevare le temperature, 

in quanto potrebbe essere 

facile scottarsi in presenza di 

temperature troppo elevate. 

Per misurare la temperatura 

in determinati punti, non è ne-

cessario ricorrere alle più co-

stose termocamere. Una solu-

zione alternativa proposta da 

VOLTCRAFT è rappresentata 

dall’ampia gamma di pirome-

tri e termometri a infrarossi. 

Con il modello IR 260-8S è 

possibile misurare temperatu-

re comprese da 30 e 260 °C 

da una distanza di sicurezza. 

Un puntatore laser garantisce 

che la temperatura venga mi-

surata esattamente nel punto 

desiderato. Il display a valor 

mimino e massimo, inoltre, 

consente di non perdere alcu-

na temperatura estrema.

Il catalogo dei prodotti 

VOLTCRAFT contiene anche 

una soluzione per effettuare 

misure di tensione senza con-

tatto, e quindi non pericolose. 

Lo strumento multifunzione 

MS-450 Multi-tester permette 

di misurare punti di illumina-

zione e può rilevare la pre-

senza di tensioni tra 12 e 50V 

oppure tra 50 e 1000V.

VOLTCRAFT continua a of-

frire un’ampia gamma di data 

logger, misuratori di vibra-

zioni, multimetri e accessori. 

Da 35 anni, il marchio è si-

nonimo di prodotti innovativi 

progettati per semplificare 

lo svolgimento delle attività 

quotidiane, sia dei professio-

nisti, sia degli hobbisti. Harald 

Lehner, responsabile delle 

attività di marketing dei pro-

dotti VOLTCRAFT di Conrad 

Business Supplies, afferma: 

“Siamo fieri di aver offerto ai 

nostri clienti prodotti di grande 

qualità con la più ampia gam-

ma di funzionalità nel corso 

dei nostri 35 anni di storia. 

In occasione dell’anniversa-

rio del nostro marchio stiamo 

introducendo numerosi nuovi 

prodotti innovativi per il setto-

re delle misura e collaudo.”

Quest’anno VOLTCRAFT ce-

lebra il suo 35° anniversario. Il 

marchio di Conrad Business 

Supplies è particolarmente 

conosciuto sul mercato per i 

suoi multimetri robusti, versa-

tili e di semplice utilizzo. Tutta-

via, VOLTCRAFT offre anche 

un’ampia gamma di strumenti 

di misura di vario tipo. Dalle 

sonde agli oscilloscopi digitali, 

tutti questi strumenti rendono 

più semplici le attività quo-

tidiane di elettricisti, tecnici 

elettronici e specialisti della 

manutenzione e installazione 

di impianti. In occasione del 

suo anniversario, Conrad sta 

introducendo sul mercato una 

ricca serie di prodotti innovati-

vi. Recentemente è stata pre-

sentata una nuova famiglia di 

multimetri. I modelli VC-440 

E, VC-450 E e VC-460 E sono 

strumenti versatili e partico-

larmente robusti, specifica-

tamente progettati per poter 

lavorare all’aperto.

Archiviazione e 

documentazione dei 

risultati semplificata

La gamma di strumenti 

VOLTCRAFT è nota sia per la 

completezza degli strumenti, 

sia per l’ampia serie di acces-

sori disponibili. Ad esempio, 

Conrad offre il modulo oscil-

loscopio per PC DSO-3104 

USB per l’analisi e l’elabora-

zione di segnali analogici e 

digitali. Con una larghezza 

di banda di 100 MHz, questo 

oscilloscopio permette di cal-

colare la trasformata veloce 

di Fourier (FFT) per analizza-

re ogni tipo di forma d’onda 

nel dominio della frequenza. 

Dispone di quattro canali e 

permette di esportare i dati 

acquisiti in un foglio Excel. 

La funzione di esportazione 

permette di registrare tutti i 

dati direttamente sul compu-

ter, per poterli gestire in modo 

flessibile. Ciò semplifica note-

volmente qualunque attività di 

analisi e di documentazione 

dei risultati. Grazie allo spazio 

di archiviazione praticamen-

te infinito del computer, ogni 

misura può essere registrata, 

documentata e archiviata, in-

dipendentemente dalla sua 

complessità. Le complicate 

procedure di regolazione e 

impostazione delle misure 

rimangono solo un vecchio 

ricordo. Insieme all’oscillosco-

pio digitale da 200 MHz DSO-

1202D, che supporta frequen-

ze di campionamento fino a 1 

GS/s, forma una combinazio-

ne imbattibile per l’esecuzione 

Come sfruttare uno spazio di  
archiviazione illimitato, 
semplificare la documentazione, 
registrare e distribuire i risultati 
ottenuti

Un nuovo approccio alla misura
A CURA DI CONRAD BUSINESS SUPPLIES

Multimetro 

VOLTCRAFT  

VC-440 E

Modulo oscillo-

scopio per PC 

VOLTCRAFT 

DSO-3104 USB

Modulo oscillo-

scopio per PC 

VOLTCRAFT 

DSO-3104 USB 

– schermata di 

analisi di una 

forma d’onda
Endoscopio 

VOLTCRAFT  

BS-21 HD USB
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della fase di progettazione. 

E qui entriamo in gioco 

noi. L’Obsolescence Ma-

nager di RS è una risorsa 

online nuova e comple-

tamente gratuita, creata 

appositamente per gestire 

in modo proattivo i rischi 

causati dall’obsolescenza. 

Basato su una vasta sele-

zione di informazioni rela-

tive ai componenti, questo 

strumento consente sia di 

prevenire i problemi dovuti 

all’EOL stabilendo preven-

tivamente delle tempistiche 

per i prodotti, sia di trovare 

soluzioni per le parti difficili 

da reperire. Si tratta quindi 

di uno strumento utile non 

solo per gli addetti alla pro-

grammazione a lungo ter-

mine, impegnati a proget-

tare la nuova generazione 

di prodotti, ma anche per i 

progetti in corso, che sono 

nel pieno della loro vita uti-

le, e per i prodotti che sono 

destinati ad andare fuori 

produzione, ma sono anco-

ra utilizzabili.

Non esiste una formula ma-

gica in grado di risolvere il 

problema dell’obsolescen-

za. Quello che possiamo 

fare è usare l’intelligenza 

per fare scelte migliori e re-

alizzare progetti sostenibili 

nel lungo termine.

Stiamo assistendo a una 

crescente volatilità nel set-

tore dei componenti elettro-

nici in genere e in partico-

lare nella supply chain dei 

semiconduttori. Vari motivi, 

tra cui la riduzione delle 

opportunità di crescita or-

ganica e un considerevole 

riposizionamento dell’offer-

ta in risposta alle esigen-

ze dell’Internet of Things, 

hanno portato a livelli sen-

za precedenti di fusioni e 

acquisizioni negli ultimi due 

anni. L’elenco delle opera-

zioni di questo tipo è ormai 

molto lungo, ma è stata 

soprattutto una recente ac-

quisizione di notevole enti-

tà che ha fatto sembrare i 

silicon vendor da miliardi di 

dollari dei novellini. Tanta 

attività sta causando un’in-

certezza sempre maggiore, 

ma anche se la situazione 

cambiasse domani, cosa 

molto improbabile, le con-

seguenze sulla disponibi-

lità dei componenti conti-

nuerebbero a farsi sentire 

ancora per diverso tempo: 

una vera seccatura per i 

produttori e i loro clienti.

Se, da un lato, le fusioni 

tra aziende possono com-

portare una certa riduzione 

dei prezzi nel breve termi-

ne, dall’altro, questa attivi-

tà complica il processo di 

monitoraggio dei rischi as-

sociati alle condizioni delle 

parti. Naturalmente, la ra-

zionalizzazione dell’offer-

ta può provocare notevoli 

problemi di reperibilità dei 

componenti e disponibilità 

delle forniture, tra cui obso-

lescenza e fine vita (EOL) 

di numerosi componenti o 

addirittura di intere linee di 

prodotti.

Fusioni a parte, la minac-

cia del l’obsolescenza dei 

componenti è un aspetto 

che sta assumendo un’im-

portanza sempre maggiore 

e project manager, proget-

tisti e buyer devono tener-

ne conto nei loro calcoli. I 

numeri sono allarmanti: se-

condo le nostre fonti part-

ner, il ciclo di vita medio di 

un circuito integrato è at-

tualmente di otto anni ed è 

destinato a ridursi ulterior-

mente; ogni giorno i forni-

tori di componenti emetto-

no 28 notifiche di modifica 

di prodotto (PCN, Product 

Change Notification) e 22 

avvisi di fine vita (EOL, End 

of Life), più del 10% dei 

quali viene emesso meno 

di 30 giorni prima della data 

di fine vendita. 

L’obsolescenza di un com-

ponente fondamentale per 

un progetto potrebbe com-

portare un notevole lavoro 

di riprogettazione, un consi-

derevole aumento dei costi 

ed eventuali ritardi nel time-

to-market. Una soluzione 

potrebbe essere quella di 

stoccare una quantità di 

parti sufficiente a soddisfa-

re la domanda del merca-

to, il che, ovviamente, può 

influire negativamente sui 

profitti se il prodotto è de-

stinato a durare molti anni. 

Oppure, si possono pre-

vedere ricambi immediati 

per parti fondamentali, ma 

anche i prodotti alternativi 

possono essere a rischio 

di obsolescenza. La scelta 

migliore rimane cercare i 

componenti importanti e le 

relative alternative all’inizio 

L’obsolescenza 
dei componenti 
è un aspetto che 
sta assumendo 
un’importanza 
sempre maggiore

Gestione dell’obsolescenza: 
“una vista dall’alto”
MARIANNE CULVER

MARIANNE 

CULVER, 

presidente 

di RS 

Components

Omron installa due nuove linee 
di prodotti nei Paesi Bassi

La crescente domanda per le at-

tività legate alla robotica di Omron 

ha rappresentato il fattore es-

senziale per l’installazione delle 

nuove linee di produzione presso 

l’impianto di produzione europeo 

all’avanguardia di Den Bosch, nei 

Paesi Bassi. La produzione lo-

cale di robot paralleli consentirà 

alla società di concentrarsi sul 

miglioramento della produttività, 

sulla rapidità dei tempi di risposta 

e sulla riduzione dei tempi di pro-

duzione.

Panduit e Uptake: collaborazione 
per i dati analitici

Panduit e Uptake hanno annunciato 

di aver stretto un accordo di col-

laborazione al fine di fornire alle 

aziende di produzione tool per 

l’elaborazione di dati provenienti 

dall’infrastruttura di rete e relati-

vi dispositivi collegati, basati sui 

prodotti Software-as-a-Service di 

Uptake. Le funzionalità all’avan-

guardia di raccolta dati di Intra-

VUE e SynapSense di Panduit e la 

suite di prodotti di analisi preditti-

va di Uptake, abbinate alle funzio-

nalità avanzate di data science, 

forniranno una soluzione potente 

in grado di offrire analisi utili del 

monitoraggio dello stato degli im-

pianti di produzione. Uptake, uno 

dei Technology Pioneer al Forum 

economico mondiale 2017, offre 

prodotti che migliorano produt-

tività, affidabilità, protezione e 

cybersicurezza per le aziende in-

dustriali.

Avnet Abacus nominata “Distri-
butor of the Year” da Molex

Avnet Abacus, società di Avnet, è 

stata nominata da Molex “Euro-

pean Distributor of the Year” per 

il 2016. Questo riconoscimen-

to viene attribuito ogni anno da 

Molex ai partner che abbiano di-

mostrato doti di eccellenza nella 

gestione finanziaria, operativa e 

imprenditoriale. Avnet Abacus è 

stata selezionata secondo para-

metri precisi che includono una 

crescita costante di anno in anno, 

il tasso di conversione di un pro-

getto e la capacità di dialogo e 

coinvolgimento del mercato: i 

risultati particolarmente brillanti 

hanno consentito di superare le 

performance dei distributori con-

correnti e di guadagnare quote di 

mercato in favore di Molex.br
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messo a segno un +13,4%, 

raggiungendo i 207 milioni 

di euro, seguono Regno 

Unito +9,6% (154 milioni) 

e Francia +8,5% (151 mi-

lioni). L’Europa orientale è 

cresciuta del 28,3% a 336 

milioni di euro e la Regione 

del Nord del 14,1% arrivan-

do a 184 milioni di euro.

Per quanto riguarda i pro-

dotti, la crescita riguarda 

tutti i segmenti, segno di 

uno sviluppo sano del mer-

cato. ‘Altre logiche’ e Me-

morie hanno visto i più alti 

tassi di crescita, seguiti da 

Logiche Programmabili. 

I circuiti integrati analogi-

ci, il più grande gruppo di 

prodotti, sono cresciuti del 

16,7% a 656 milioni di euro 

(rappresentano il 30% del 

totale Dmass). MOS Micro, 

del 15,6% fino a 443 milioni 

di euro, i prodotti nell’ambi-

to della potenza del 13,1% 

a 210 milioni di euro, opto 

del 10,2% a 223 milioni di 

euro, memorie del 27,9% 

fino a 183 milioni di euro e 

logiche programmabili del 

27,1% a 155 milioni di euro.

Georg Steinberger, con-

clude: “Le logiche pro-

grammabili stanno speri-

mentando una crescita più 

elevata nonostante i cambi 

di canale da quello della 

distribuzione al canale di-

retto, ma questo potrebbe 

essere stagionale. Il mer-

cato della distribuzione in 

Europa mostra una cresci-

ta salda a due cifre”.

“Fare previsioni è sempre 

difficile”, dice Steinberger: 

“Sarebbe bello se la cre-

scita a doppia cifra prose-

guisse, ma le sfide che ci 

aspettano sono impegna-

tive: modelli di business, 

pressione sui margini o 

nuove disposizioni rego-

latorie. Sono sicuro che la 

distribuzione potrà supe-

rare i suddetti problemi e 

trasformarli in interessanti 

proposte commerciali per i 

clienti”.

L’industria europea della 

distribuzione dei semicon-

duttori, Dmass (Distribu-

tors’ and Manufacturers’ 

Association of Semicon-

ductor Specialists), ha 

reso noti i dati riguardanti 

il secondo trimestre del 

2017, che mostrano anco-

ra un andamento dinamico 

per tutto il settore in Euro-

pa. Nessun segno di rallen-

tamento per le vendite di 

semiconduttori che hanno 

chiuso con un altro record 

di 2,19 miliardi di euro, e un 

incremento del 17,3% ri-

spetto al corrispondente tri-

mestre dello scorso anno. 

Nei primi sei mesi, le vendi-

te sono state di 4,3 miliardi 

di euro, che significa un in-

cremento del 14% rispetto 

alla prima metà del 2016. 

Georg Steinberger, presi-

dente di Dmass afferma: 

“La crescita dinamica ne-

gli ultimi nove mesi è stata 

senza precedenti. Non è 

facile fare previsioni per il 

resto dell’anno, ma la cre-

scita a due cifre dovrebbe 

proseguire nel 2017”. Le 

previsione è di chiudere 

l’anno a 8 miliardi di euro, 

che sarebbe un risultato 

record. Ciò che sorprende 

– aggiunge – è che la cre-

scita deriva da quasi tutti i 

settori industriali, trainati 

dal fatto che sempre in più 

applicazioni aumenta con-

siderevolmente il contenu-

to elettronico”.

Dal punto di vista geo-

grafico, Polonia, Turchia, 

Russia e Israele cavalcano 

l’onda di crescita, con in-

crementi tra il 30 e il 40%. 

La Germania, il più grande 

mercato, è cresciuta del 

13,7% arrivando a 653 mi-

lioni di euro, ottima la pre-

stazione dell’Italia che ha 

La distribuzione dei semiconduttori continua 
la sua crescita. Fulcro della ripresa l’Europa 
meridionale e orientale. Logiche e memorie i 
maggiori tassi di crescita

Crescita a doppia cifra per la 
distribuzione dei semiconduttori
ANTONELLA PELLEGRINI

Fokker premia Souriau Esterline 
Connections Technologies

In occasione del Salone interna-

zionale dell’aeronautica e dello 

spazio di Parigi-Le Bourget Eric 

Van der Linden, direttore acquisti 

di Fokker, ha consegnato a Patrice 

Cavelier-Bros, presidente di Ester-

line Connection Technologies Souriau-

Sunbank il premio come miglior 

fornitore di connettori del 2016.

Fokker, che fa parte del gruppo 

britannico GKN, è un’azienda che 

progetta, produce e supporta si-

stemi di interconnessione dell’im-

pianto elettrico utilizzati negli ae-

rei civili e militari.

Varta Storage entra nel mercato 
britannico

Varta Storage sta ampliando il pro-

prio territorio di vendita ed è at-

tiva anche nel Regno Unito e in 

Irlanda. Questo è stato reso pos-

sibile grazie ad un’esclusiva col-

laborazione con Waxman Energy, 

che fa parte del gruppo Waxman 

e vende soluzioni energetiche di 

alta qualità per uso privato e com-

merciale. 

Fino ad ora, il grossista britannico 

aveva mantenuto batterie e inver-

ter come prodotti separati nella 

sua gamma. Waxman può ora 

offrire soluzioni all-in-one. I due 

partner hanno stabilito l’esclusiva 

collaborazione nell’agosto 2017.

Fresenius Medical Care sceglie 
Eurotech per i dispositivi medicali

Fresenius Medical Care ha scelto 

i Gateway IoT, il software fra-

mework ESF e la piattaforma di 

integrazione Everyware Cloud di 

Eurotech per una soluzione Inter-

net of Things per il supporto dei 

suoi dispositivi medici distribuiti 

a livello globale.

Fresenius Medical Care ed Euro-

tech hanno collaborato a stretto 

contatto per integrare le tecnolo-

gie IoT di Eurotech con i prodot-

ti distribuiti sul campo e dal lato 

IT, con le applicazioni software, 

entrambi questi ultimi di Frese-

nius Medical Care, con l’obiettivo 

di mantenere invariati prodotti e 

applicazioni. Il risultato ottenuto 

è una soluzione che consente, in 

modo molto sicuro ed efficace, di 

offrire servizi tecnici sui disposi-

tivi medici di Fresenius Medical 

Care installati in cliniche di dialisi 

di tutto il mondo. br
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Mouser distribuisce i 

moduli Bluetooth  

di Cypress

Mouser Electronics mette a di-

sposizione dei clienti i moduli EZ-

BLE PRoC XR Bluetooth 4.2 di 

Cypress e le schede di valutazione. 

Questi moduli Buetooth low energy 

permettono di realizzare comunica-

zioni bidirezionali fino a 400 metri e 

sono utilizzabili per un’ampia gam-

ma di applicazioni, comprese quelle 

IoT e di home e factory automation.

Il modulo ProC (Programmable 

Radio-on-Chip ) Cypress EZ-BLE è 

una soluzione 32 bit che opera a 48 

MHz e dispone di 256 Kbyte di me-

moria Flash, 32 Kbyte di SRAM e 

un convertitore ADC SAR a 12 bit. Il 

modulo dispone inoltre di una archi-

tettura programmabile che supporta 

un’ampia varietà di funzioni, come 

per esempio ADC, timer, contatori e 

PWM e di protocolli di comunicazio-

ne seriali.

I moduli EZ-BLE PRoC XR sono dispo-

nibili in due versioni certificate e una 

non certificata (CYBLE-202013-11). 

Le due versioni certificate, siglate 

rispettivamente CYBLE-212006-01 

e CYBLE-202007-01, si distinguono 

per l’integrazione o meno dell’anten-

na, la versione non certificata, invece, 

supporta solo un’antenna esterna.

Azoteq è disponibile  

da Digi-Key

Il portafoglio di prodotti sensibili al 

tatto di Azotec è disponibile da oggi 

in tutto il mondo tramite Digi-Key 

Electronics. I prodotti di Azoteq 

consentono ai progettisti di aggiun-

gere ai loro apparecchi controlli a 

comando tattile. Per migliorare l’e-

sperienza degli utenti, è possibile 

aggiungere ai prodotti da un sempli-

ce interruttore tattile a un trackpad 

completo. 

“Azoteq sta entrando con forza 

nell’era IoT grazie alle sue soluzioni 

sensore speciali ProxFusion e Digi-

Key è il partner perfetto per assicu-

rare che qualsiasi tecnico e inge-

gnere possa avere sul suo tavolo in 

24 ore campioni, kit di valutazione e 

strumenti”, ha dichiarato Jean Viljo-

en, VP Marketing di Azoteq. “Gra-

zie a questa nuova collaborazione, 

Azoteq può espandere ulteriormen-

te il suo mercato internazionale e 

garantire un eccellente supporto in 

tutto il mondo 24 ore su 24”.

I prodotti Azoteq sono ideali per ap-

plicazioni che richiedono trackpad, 

o comandi tattili e controlli del vo-

lume tramite swipe, e aggiungono 

caratteristiche distintive a qualsiasi 

prodotto per creare interfacce facili 

e intuitive.

“Siamo entusiasti di collaborare con 

Azoteq e offrire i loro prodotti tattili 

innovativi e intuitivi ai tecnici e ai 

produttori in tutto il mondo”, ha af-

fermato David Stein, VP, Global Se-

miconductor di Digi-Key. “Dato che 

i loro prodotti consentono a pratica-

mente qualsiasi materiale di rilevare 

il gesto tattile umano, i nostri clienti 

potranno beneficiare della libertà di 

installazione per trovare nuovi modi 

creativi di far interagire le persone 

con i loro dispositivi”.

Seminari organizzati  

da Future Electronics

La nuova serie di seminari organiz-

zati da Future Electronics, della 

durata di un giorno, ha lo scopo di 

aiutare i progettisti a confrontare i 

componenti WBG più recenti con 

i tradizionali componenti in silicio, 

mettendoli quindi nelle condizioni di 

poter prendere decisioni ponderate 

circa l’impatto di questa scelta a li-

vello di sistema.

I seminari, che si svolgeranno da 

settembre 2017 a febbraio 2018, 

toccheranno otto importanti città 

in Francia, Italia, Spagna, Svezia, 

Finlandia e Danimarca. Le presen-

tazioni tecniche saranno tenute da 

esperti della divisione Future Power 

Solutions di Future Electronics e di 

aziende produttrici di componenti di 

primo piano: STMicroelectronics, 

ON Semiconductor, ROHM Semi-

conductor, Microsemi, Panasonic, 

AVX, TE Connectivity, RECOM, 

Murata e Aavid Thermalloy. 

Ciascun evento sarà corredato da 

un’esposizione di tecnologie, con 

relative dimostrazioni tenute dai for-

nitori in franchising di Future Elec-

tronics, che i partecipanti potranno 

visionare durante l’ora di pranzo. 

Ecco i temi legati all’uso di semi-

conduttori WBG: effetti della scelta 

di componenti SiC o GaN su presta-

zioni, dimensioni e costi del sistema 

complessivo; confronto tra compo-

nenti SiC discreti, moduli full-SiC e 

Si-SiC ibridi; implicazioni legate alla 

scelta dei componenti passivi e ge-

stione termica; come effettuare sen-

za problemi il passaggio dai Mosfet 

a super-giunzione ai Mosfet SiC o 

GaN; considerazioni specifiche cir-

ca l’implementazione dei circuiti per 

il pilotaggio del gate (gate driver) e 

il progetto di alimentatori ausiliari.

Per i dettagli relativi alle date e alle 

sedi dei seminari e per ottenere ul-

teriori informazioni circa i contenuti 

dei seminari è sufficiente inviare 

una mail a FPS-EMEA@futuree-

lectronics.com, oppure accedere al 

link relativo ai seminari disponibile 

nella sezione Technical Resources 

del sito web www.FutureElectro-

nics.com. 

I seminari “Wide Bandgap Techno-

logy” saranno in Italia il 31 gennaio 

2018, a Padova.

RS: a catalogo le 

nuove schede Arrow 

SmartEverything

RS Components ha ampliato l’of-

ferta di schede di sviluppo di alta 

qualità inserendo due nuove solu-

zioni SmartEverything di Arrow. La 

scheda di sviluppo SoM (System-

on-Module) SmartEverything LION 

e la scheda SmartEverything ARIS 

supportano entrambe lo sviluppo di 

applicazioni Internet of Things (IoT).

La scheda SoM SmartEverything 

LION utilizza il fattore di forma Ar-

duino e comprende un modulo Mi-

crochip LoRa che consente comu-

nicazioni dati a bassa velocità su 

lunghe distanze. LoRa consente di 

 Distribution WORLD
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collegare al cloud i dati di dispositivi 
come sensori e attuatori on-board 
per aggiornare dati e informazioni 
di controllo per applicazioni M2M 
e IoT. Tra le caratteristiche della 
scheda figurano: CPU Microchip 
ARM Cortex-M0+ a basso consumo 
e cripto-autenticazione Microchip, 
antenna da 868 MHz, modulo Telit 
GPS con antenna integrata, accele-
rometro MEMS e sensori giroscopici 
che offrono funzionalità supplemen-
tari per operazioni di tracciabilità e 
monitoraggio.
La scheda SmartEverything ARIS 
per IoT è una piattaforma hardware/
software completa, basata sul micro-
controllore ad alte prestazioni della 
serie Synergy S7 di Renesas, dotato 
di un processore ARM Cortex-M4 da 
240 MHz, con memoria flash da 4 
MB e SRAM da 640 kB. 
La scheda ARIS comunica con al-
tri dispositivi e cloud via Ethernet 
10/100 o USB, e offre una connet-
tività wireless mediante protocolli 
wi-fi, Bluetooth Smart (BLE) e NFC. 
Sono disponibili sensori di tempera-
tura e umidità, mentre il movimento 
è controllato da un accelerometro e 
un giroscopio a due assi collegati 
mediante il bus SPI. Tra gli altri di-

spositivi on-board figurano una me-
moria flash seriale da 512 MB e una 
SDRAM da 32 MB, un tag NFC Fo-
rum di tipo 2 a risparmio energetico, 
con pin di rilevamento campo e inter-
faccia I²C e un controller touchscre-
en resistivo a 4/5 fili multi-touch con 
sensore di prossimità. La scheda 
offre anche interazione e accesso 
mediante pin GPIO, LED e pulsanti.

TTI raggiunge i massimi 

successi nei premi europei 

di distribuzione TDK

È andato a TTI il prestigioso premio 
europeo “Senten Manten”, l’oro per 
la distribuzione, conferito da TDK 

Europe. Questo è il secondo anno 
consecutivo che TTI riceve il rico-
noscimento nella categoria Interna-
tional Volume Distributor. ‘Senten 
Manten’ è un termine giapponese 
che significa “risultato perfetto”, ed 
è raggiunto con un punteggio di 
1000. La valutazione annuale dei 
partner di distribuzione di TDK viene 
elaborata in modo rigoroso, in base 
alle prestazioni dei distributori e alla 
collaborazione con TDK, secon-
do quattro categorie: performance 
aziendali, gestione inventario, termi-
ni contrattuali, eccellenza operativa. 
Per ottenere un premio, i distributori 
devono segnare un punteggio di al-
meno 600/1000.
Felix Corbett, director, supplier mar-
keting di TTI in Europa, afferma: 
“Possiamo fornire tali livelli di servi-
zio e supporto ai nostri clienti solo se 
lavoriamo in partnership con i nostri 
fornitori. Pertanto, ben venga ogni 
sforzo per misurare e migliorare le 

nostre relazioni. I premi TDK Senten 
Manten vengono conferiti dopo una 
rigorosa analisi delle prestazioni e in 
base a un severo quadro di criteri. 
Questi risultati sono molto utili per 
costruire, mantenere e rafforzare la 
fantastica collaborazione che abbia-
mo con TDK. Siamo onorati di rice-
vere questo premio”.
Dietmar Jaeger, responsabile della 
distribuzione di TDK in Europa e vi-
cepresidente della distribuzione glo-
bale, aggiunge: “TTI è sempre stata 
un eccellente elemento nella nostra 
rete di distribuzione. Condividiamo 

gli stessi obiettivi – per offrire il mas-
simo valore possibile ai nostri clien-
ti – e questo costituisce una base 
eccellente per la nostra partnership. 
Siamo lieti che TTI continui a rag-
giungere risultati così elevati nel no-
stro programma di premi e ringrazia-
re tutti i membri del team per il loro 
impegno, l’energia e l’esperienza. “

Arrow Electronics sigla 

un accordo globale 

sull’IoT con Bosch 

Sensortec

Arrow Electronics ha siglato un 
accordo globale di distribuzione 
per la fornitura dei prodotti Bosch 
Sensortec. L’offerta comprende una 
completa gamma di componenti 
hardware, piattaforme di sviluppo e 
tool software combinati tra loro, cor-
redati da servizi che permettono di 
ottenere il più ampio portafoglio IoT 
attualmente disponibile. Le soluzioni 
Things Evolved di Arrow compren-
dono le modalità per specificare 
l’hardware, realizzare l’integrazione 
sistemistica dell’IoT, implementare 
la piattaforma cloud dei dati, effet-

tuare la manutenzione della rete e 
gestire il ciclo di vita dei prodotti per i 
beni che sono arrivati al termine del-
la loro vita operativa.
La collaborazione tra Arrow e Bosch 
Sensortec permetterà di cogliere le 
opportunità dei sensori inerziali, am-
bientali e intelligenti in molte applica-
zioni, tra cui gli indossabili, l’automa-
zione degli edifici, l’ambito Industry 
4.0, i robot domestici, la realtà virtua-
le e i droni. Stefan Finkbeiner, Ceo di 
Bosch Sensortec, ha così commen-
tato: “Questo accordo mette insieme 
due fra le più dinamiche società che 

affrontano l’IoT, la cui offerta com-
binata può aiutare molte società ad 
accelerare lo sviluppo dei loro pro-
dotti e la gestione del lungo termine.”
Aiden Mitchell, vicepresidente glo-
bale vendite IoT di Arrow, aggiun-
ge: “Bosch Sensortec ha creato un 
eccellente portafoglio, ben posizio-
nato per favorire la proliferazione di 
sistemi intelligenti per le applicazioni 
IoT attuali e future. I prodotti ad alta 
integrazione e le soluzioni software 
di Bosch sono perfettamente com-
plementari alla strategia Sensor-to-
Sunset di Arrow.”

Sopra: ‘Fonte: [marog-pixcells; 

SergKovbasyuk]/ Depositphotos.

com; Bosch Sensortec’

Sotto: ‘Fonte: Bosch Sensortec’
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misura, fino alla mobilità elettri-

ca, cavi, bobine e componenti 

ibridi sono elementi fondamen-

tali. A productronica espositori 

come Japan Automatic Machi-

ne, Komax, Schäfer Werkzeug 

und Sondermaschinenbau e 

Schleuniger illustreranno nel 

padiglione A5 le possibili appli-

cazioni nell’industria e nell’elet-

tronica automobilistica. 

Future Markets Cluster: 

nell’area espositiva Future Mar-

kets, nel padiglione B2, i rifletto-

ri saranno puntati su temi quali 

Industry 4.0, Smart Factory e 

stampa 3D. Il cluster sarà com-

pletato dal salone IT2Industry 

all’interno dello stesso padiglio-

ne. Questa mostra-convegno 

sugli ambienti di lavoro digitali 

intelligenti e connessi proporrà 

soluzioni per l’Industrial Inter-

net of Things nei settori Cloud 

Computing, Big Data, IT-Se-

curity e comunicazione M2M. 

Dopo il debutto positivo nel 

2015, IT2Industry si svolgerà 

per la seconda volta all’interno 

di productronica.

Semiconductor Cluster: l’at-

tenzione sarà focalizzata so-

prattutto sui chip di memoria, 

secondo Gartner. In questo 

ambito productronica produrrà 

interessanti sinergie grazie alla 

collaborazione con SEMICON 

Europa. La manifestazione, che 

productronica, il salone inter-

nazionale della produzione 

elettronica, è in calendario dal 

14 al 17 novembre 2017 nel 

centro fieristico di Monaco di 

Baviera, con tante novità. tra le 

tematiche in primo piano spic-

cano la robotica, la miniaturiz-

zazione, i semiconduttori e la 

digitalizzazione. In quest’ottica, 

productronica sarà accompa-

gnata dai saloni Semicon Eu-

ropa e IT2Industry.

Secondo il sondaggio condot-

to dalla divisione productronic 

della VDMA, il settore in Ger-

mania sta vivendo l’anno più 

ricco dal 2014. I produttori te-

deschi di impianti, componenti 

e macchine per la produzione 

elettronica prevedono una cre-

scita del 10,5 percento. Questa 

impennata è dovuta all’aumen-

to della domanda di semicon-

duttori nell’industria automobili-

stica e alla richiesta di soluzioni 

per la digitalizzazione della 

produzione.

Falk Senger, direttore generale 

di Messe München, è molto ot-

timista per productronica 2017, 

in virtù di queste previsioni: “Le 

fiere rispecchiano lo stato di 

salute del settore di riferimen-

to. Per questo motivo le cifre 

pubblicate da VDMA lasciano 

prevedere un’edizione di pro-

ductronica di grande successo, 

sia per gli espositori sia per i 

visitatori. Insieme agli appunta-

menti concomitanti di Semicon 

Europa e IT2Industry offriremo 

una panoramica completa su 

produzione elettronica, semi-

conduttori e Industria 4.0”.

Cinque diversi cluster

La proposta di productronica si 

articola in cinque diversi cluster: 

PCB & EMS Marketplace: 

Electronic Manufacturing Ser-

vices (EMS) e la produzione 

di schede a circuiti stampati 

sono la base della produzio-

ne elettronica. In quest’area 

productronica propone una 

piattaforma dedicata con PCB 

& EMS Marketplace, dove si 

troveranno sia soluzioni per 

la produzione di schede sia 

soluzioni di fornitori di servizi 

per gli EMS. Nel padiglione B3 

aziende come Atotech, Schmid 

Group e Schmoll Maschinen 

esporranno i loro prodotti.

SMT: la tecnologia SMT (Sur-

face Mount Technology) è il 

cuore della produzione elet-

tronica. Insieme alla crescen-

te miniaturizzazione e alla ri-

duzione dei pesi, consente la 

produzione di dispositivi quali 

smartphone e tablet. In quat-

tro padiglioni (da A1 ad A4), 

gli espositori di productronica 

mostreranno tutta la catena del 

valore, dall’assemblaggio con 

tecniche di saldatura, misura 

e controllo, fino al controllo di 

qualità e alla finitura dei prodot-

ti. Fra gli altri ci saranno diver-

se aziende rinomate quali ASM 

Assembly, ERSA, Fuji Machi-

ne e Yamaha Motor.

Cables, Coils & Hybrids: 

nonostante l’avanzata delle 

comunicazioni e dei sistemi di 

controllo wireless, i cavi rivesto-

no ancora un ruolo importante 

nella produzione. Dall’Internet 

ad alta velocità alla tecnica di 

productronica, le novità 
 dell’edizione 2017
ANTONELLA PELLEGRINI

si svolge per la prima volta in 

contemporanea con il salone 

internazionale per lo sviluppo 

e la produzione elettronica, 

presenta le ultime novità in ma-

teria di semiconduttori, LED e 

MEMS.

productronica 

innovation Award 

Il salone internazionale per lo 

sviluppo e la produzione di elet-

tronica premierà per la seconda 

volta i prodotti innovativi. Una 

giuria indipendente selezione-

rà i vincitori in sei categorie. La 

partecipazione all’innovation 

award è riservata alle aziende 

espositrici di productronica. Le 

candidature per le categorie 

Cable, Coils & Hybrids, Future 

Markets, Inspection & Quality, 

PCB & EMS, Semiconductor 

e SMT sono aperte fino all’1 

settembre 2017. I vincitori ver-

ranno premiati il 14 novembre 

2017 a productronica. 

Dopo il successo della prima 

edizione nel 2015, con oltre 70 

candidature presentate, Mes-

se München assegnerà anche 

quest’anno il productronica 

innovation award in collabora-

zione con la rivista specializ-

zata productronic. Due anni fa 

sono state premiate le seguenti 

aziende in ciascuna delle sei 

categorie: Categoria Cables, 

Coils & Hybrids: Schleuniger 

(CoaxCenter 6000); Categoria 

Future Markets: Asys Group 

(PULSE); Categoria PCB & 

EMS: Fuji Machine (Smart-

FAB); Categoria Semiconduc-

tor: F&K Delvotec (Laserbon-

der); Categoria SMT: Rehm 

Thermal Systems (impianto 

Reel-to-Reel).

Come sarà il futuro 
della produzione 
elettronica? Lo 
vedremo al salone 
internazionale 
productronica dal 
14 al 17 novembre 
2017, nel centro 
fieristico di Monaco 
di Baviera
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que molto più conveniente 

utilizzare manovalanza a 

basso costo).

L’intelligenza artificiale si è 

rivelata utile in molti campi 

per trovare soluzioni e rea-

lizzare lavori che gli esseri 

umani non sono in grado 

di fare. Stephen Hawking, 

fisico di fama mondiale, in 

un articolo su The Guar-

dian avverte che l’intelli-

genza artificiale e l’aumen-

to dell’automazione stanno 

decimando i posti di lavoro. 

E non solo i lavori manuali 

(non sarebbe una novità) 

ma anche quelli general-

mente svolti da persone 

provenienti da quella che 

è definita la classe media; 

e dunque, peggiorando la 

disuguaglianza sociale e 

rischiando notevoli scon-

volgimenti politici. Il fisico 

afferma che “l’automa-

zione delle fabbriche ha 

già decimato i lavori nella 

produzione tradizionale, e 

l’aumento dell’intelligenza 

artificiale è probabile che 

estenda questa distruzio-

ne di lavoro nelle classi 

medie, lasciando posto a 

ruoli creativi o di vigilanza 

e controllo”.

Adattarsi  

ai cambiamenti

Come sarà il futuro in un 

mondo dove l’intelligenza 

artificiale e la robotica sa-

ranno attori protagonisti? 

Abbiamo avuto in passato 

rivoluzioni economiche e 

industriali, ma la rivoluzio-

ne che porterà l’intelligenza 

artificiale è piuttosto diver-

sa. Tutto lo scenario sta per 

cambiare e dobbiamo capi-

re come ci si adatterà.

Certamente, nuovi posti di 

lavoro saranno disponibili 

laddove è richiesta creati-

vità (le macchine non sem-

brano essere ancora così 

sofisticate e complesse), 

ma tali posti non compen-

seranno la scomparsa di 

altri ruoli come la contabili-

tà, o anche la diagnostica, 

che sta prendendo sempre 

più piede, con gran par-

te delle mansioni che sa-

ranno svolte dai robot. E 

presto non sarà neanche 

più necessaria la 

p rogrammaz io -

ne, perché con la 

Machine Learning 

le macchine auto-

apprenderanno 

come migliorarsi, 

anziché impararlo 

dall’uomo.

Brynjolfsson e McA-

fee, autori di “In 

gara con le Macchi-

ne. La tecnologia 

aiuta il lavoro?” han-

no provato a indica-

re una via d’uscita. 

In estrema sintesi, 

consiste “nel lavora-

re con le macchine 

innovando le or-

ganizzazioni, inve-

stendo nel capitale 

umano attraverso 

la scuola e la forma-

zione continua”.

ANTONELLA PELLEGRINI

Nel corso del secolo scor-

so, i rapidi progressi tecno-

logici hanno portato molti 

cambiamenti nella socie-

tà. Alcuni lavori sono stati 

completamente eliminati e 

molti ruoli che richiedeva-

no forza lavoro sono stati 

automatizzati. Sembra che 

questa tendenza sarà an-

cor più accentuata rispetto 

al passato per i progressi 

nell’intelligenza artificiale.

Le macchine con intelli-

genza sono in grado di 

apprendere, ragionare sui 

problemi e risolverli. Inol-

tre, la possibilità di avere a 

disposizione sistemi intel-

ligenti, funzionanti giorno 

e notte, a costi minimi di 

runtime, ma soprattutto l’e-

norme diminuzione del loro 

costo rispetto al passato, 

sono tutti fattori che rendo-

no fattibile e conveniente il 

loro utilizzo in sostituzione 

agli esseri umani. Oltre a 

ciò, possono eseguire gli 

stessi compiti con maggio-

re precisione e massima 

efficienza (fino a qualche 

anno fa tali sistemi erano 

costosissimi ed era dun-

L’intelligenza artificiale 
 e il mondo del lavoro

L’intelligenza artificiale è una minaccia per l’occupazione? Secondo gli 
esperti porterà certamente a perdite di lavoro, ma vi saranno anche importanti 
benefici per tutti, sia dal punto di vista lavorativo sia nella vita di tutti i 
giorni. Come sopravvivere ai cambiamenti? Con lo studio, la preparazione, 
l’aggiornamento continuo per creare nuove forme di occupazione
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3G al 4G, ed essere pronti al 

5G. Tutto ciò al fine di svilup-

pare prodotti e dispositivi nel 

più breve tempo possibile.

Una nuova 

organizzazione

“Abbiamo dunque riorganiz-

zato tutta la nostra struttu-

ra”, afferma Giacomo Tuve-

ri, “cercando di fare in modo 

che tutti i suoi pilastri all’in-

terno dell’azienda facessero 

capo alle nuove esigenze. 

Con ciò, i nostri nuovi obiet-

tivi rispondono a tre parole: 

‘hardware software e peo-

ple’, che identificano la no-

stra mission e permettono 

ai nostri clienti di avere una 

visione più profonda di ciò 

che stiamo facendo. Il grup-

po automotive nasce dun-

que per rispondere a tutte le 

esigenze dell’automotive e 

far conoscere il nostro mar-

chio. Noi siamo conosciuti 

nel mondo come fornitori e 

produttori di prodotti, forse 

un po’ meno come fornitori 

di soluzioni a tutto tondo. Da 

tre anni abbiamo un nuovo 

nome, come tutti sanno, ar-

riviamo da HP, poi Agilent 

e ora Keysight e abbiamo 

completato la riorganizza-

zione aziendale. Per la pri-

ma volta siamo tornati a fare 

quello che i nostri fondatori 

hanno inventato 76 anni fa: 

Test & Measurement. Tutti 

questi cambiamenti hanno 

dato vita anche a nuove fi-

gure professionali – afferma 

Tuveri – ad esempio la mia, 

quella di marketing and in-

dustry manager: sono in un 

certo senso il punto di colle-

gamento tra ciò che chiede 

il mercato e quello che offre 

l’azienda”. 

Nuovo nome, nuova mis-

sion e obiettivi. A tre anni 

da questo cambiamento 

radicale, la nuova strategia 

aziendale ha finalmente 

preso forma. Questi cambia-

menti hanno dunque portato 

un forte impegno nel settore 

automotive. “In effetti è un 

mercato cui puntiamo mol-

to, anche per le prospettive 

future del settore. Prima di 

affacciarci a questo settore, 

lo abbiamo studiato in modo 

approfondito, abbiamo cer-

cato di capire quali sono le 

esigenze dei costruttori di 

auto e di chi sviluppa tut-

ta la componentistica che 

viene installata sulle auto. 

Oggi si parla molto di ‘con-

nected car’, auto sostenibili, 

sicurezza. Le vetture hanno 

alle spalle una tecnologia 

molto avanzata, pensiamo 

alla guida assistita, alle vet-

ture autofrenanti, in grado di 

vedere gli ostacoli. Stiamo 

parlando di sistemi che sal-

vano le vite umane, e che 

necessitano di strumenti ef-

ficaci e affidabili per essere 

testati. Keysight si occupa 

di sviluppare sistemi che 

testano strumenti come i ra-

dar, o che addirittura vanno 

a simulare la presenza di 

ostacoli per vedere come 

risponde il dispositivo: par-

liamo di settori in cui non c’è 

spazio per alcun tipo di ri-

schio o di errore, l’auto deve 

essere più sicura.

Allo stesso tempo offriamo 

ai nostri clienti supporto 

nello sviluppo di nuove tec-

nologie. L’efficiente dipar-

timento di R&D trasferisce 

l’esperienza acquisita nel 

campo wireless e del 5G 

anche all’automotive, spro-

na i clienti a lavorare in am-

biti che prima erano proibiti-

vi, per mancanza di sistemi 

di test. Pensiamo, inoltre, a 

sistemi legati alle normati-

ve; uno di questi è il E-Call, 

chiamata d’emergenza ob-

bligatoria: dal 2018 in caso 

di incidente tutte le auto 

nuove della comunità euro-

pea dovranno contattare la 

centrale operativa 112”.

Tale sistema, voluto dall’Ue 

per una maggiore sicurezza 

sulle strade, dopo un inci-

dente stradale chiama in au-

tomatico il 112, numero d’e-

mergenza europeo al quale 

comunica la posizione della 

vettura, l’orario dell’inciden-

te, la direzione di marcia e le 

condizioni dei passeggeri; la 

stessa chiamata alla centra-

le operativa di soccorso può 

essere effettuata manual-

mente con un pulsante SOS 

a bordo, attivabile anche 

da un testimone o un primo 

soccorritore giunto sul luogo 

dell’incidente.

“Keysight ha sviluppato un 

sistema che testa l’E-call, 

in grado di simulare la rete 

satellitare, la trasmissione 

dei dati e che addirittura ve-

rifica la qualità audio. Il tut-

to gestibile da un software 

tramite l’utilizzo di strumenti 

ANTONELLA PELLEGRINI

Keysight rafforza il suo 

impegno nel settore auto-

motive e nel corso dell’Au-

tomotive Testing Expo 2017 

di Stoccarda ha presentato 

interessanti soluzioni per la 

progettazione e il collaudo 

di applicazioni automotive. 

Abbiamo incontrato Giaco-

mo Tuveri, marketing indu-

stry manager automotive 

energy semicon Emea, che 

ci ha raccontato quali sono 

gli obiettivi dell’azienda in 

questo settore. A lui abbia-

mo inoltre chiesto di stilare 

un bilancio della partecipa-

zione alla manifestazione.

“Da circa un anno e mez-

zo Keysight si è dotata di 

una nuova organizzazione, 

che è orientata a soddisfa-

re tutte quelle che sono le 

esigenze del mercato. Ed 

è stata proprio questa nuo-

va struttura che ha visto 

l’azienda trasformarsi da 

azienda focalizzata sul pro-

dotto ad azienda orientata 

alle esigenze dei mercati. 

Abbiamo dunque identifica-

to alcuni settori di importan-

za rilevante tra cui automo-

tive, aerospace & defence, 

telecomunicazioni, energia 

e semiconduttori”.

Una riorganizzazione ini-

ziata circa tre anni fa, con 

il cambio di denominazione 

sociale e il focus sulla stru-

mentazione di misura. Ri-

cordiamo che Keysight ha 

origine inizialmente da HP e 

poi da Agilent e che la socie-

tà è l’evoluzione di quell’a-

zienda creata da Hewlett e 

Packard in uno sconosciuto 

garage di Addison Street a 

Palo Alto, in California.

Oggi la fase di riorganizza-

zione è stata completata, e 

l’automotive è diventato un 

mercato importante, cui tra-

sferire tutto il know-how ma-

turato nei vari ambiti, come 

la comunicazione, dove ha 

supportato i clienti nelle va-

rie evoluzioni tecnologiche, 

per esempio il passaggio dal 

Keysight, una passione 
per l’automotive

L’Automotive 
Testing Expo 2017 
è stato per Keysight 
l’occasione per 
presentare le nuove 
tecnologie per la 
progettazione e il 
collaudo di auto 
connesse, radar 
automobilistici, 
batterie e bus seriali 

GIACOMO 

TUVERI, 

marketing 

industry manager 

automotive 

energy semicon 

Emea di Keysight 

Technologies

continua a pag.24
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•  eCall/ERA-GLONASS, 
ovvero la soluzione com-
pleta per il test del siste-
ma eCall (chiamate d’e-
mergenza), con analisi e 
simulazione di connessio-
ni satellitari, dati e qualità 
della voce. E sempre per 
la macchina connessa, è 
disponibile una soluzione 
di test per connected car 
che permette di ricreare in 
laboratorio un ambiente 
precedentemente regi-
strato in strada. 

•  V2X Module Testing è la 
soluzione per il manufactu-
ring orientata al testing del-
le comunicazioni alla base 
dell’ambiente connected 
car che fornisce una piat-
taforma veloce e multite 
TxRx testing. Abbiamo poi 
proposto una soluzione 
dedicata allo sviluppo e 
test delle piattaforme radar 
automotive con un ampio 
spettro di applicazioni e 
bande indirizzabili.

•  RTS è la piattaforma di test 
e simulazione di un sistema 
di target per la valutazione 
di radar anticollisione.

•  EEsof FMCW simulation 

è un sistema unico per 
la simulazione softwa-
re del comportamento di 
un radar automotive. La 
simulazione permette di 
risparmiare tempo nel de-
sign potendo provare una 
soluzione senza averla 
necessariamente prodotta 
fisicamente.

•  Automotive Buses Analysis 

and Debug è la soluzione 
basata su oscilloscopi de-
dicata ad analisi, debug e 
decodifica dei bus auto-
motive più diffusi, da CAN, 
LIN, FlexRay, sino ai re-
centi Manchester e Broad-
R-Reach.

Non è mancato, infine, il 
momento ‘ludico’, grazie 
alla partecipazione della 
squadra corse “KA Ra-
cing Team” dell’universi-
tà “Karlsruhe Institute of 
Technology”, che ha utiliz-
zato con successo le sue 
più recenti soluzioni per 
caratterizzare e qualificare 
le celle Li-Ion utilizzate sul 
veicolo che ha partecipato 
nel 2016 alle competizioni 
Formula Student EV.

che vengono assemblati in 
un’unica soluzione”.
Un mercato, quello dell’au-
tomotive, che sposa i princi-
pi di Keysight, e un’attitudi-
ne non solo a innovare ma 
anche ad anticipare le ten-
denze: “We believe in Firsts” 
– afferma – è stato uno dei 
nostri primi claim. Abbiamo 
sempre creduto che esse-
re i primi non dà solo van-
taggio competitivo ma fa sì 
che altri seguano le orme 
e permette di velocizzare e 
implementare soluzioni che 
portano a una maggiore si-
curezza, per tutti, guidatori, 
passeggeri, pedoni e ciclisti. 
La tecnologia sensibilizza”. 
In che modo? “Per esempio 
quando l’E-call sarà in fun-
zione – dice – dovranno es-
sere organizzati i servizi per 
rispondere ai soccorsi”. 
Un impegno a 360°, quel-
lo di Keysight, che guarda 
al futuro. “Abbiamo fatto in 
modo che la nostra voce 
venisse ascoltata anche in 
fase di emanazione degli 
standard e per questo mo-
tivo Keysight fa parte del 
consorzio AA5G – aggiun-
ge – che riunisce periodi-
camente scienziati, imprese 
e costruttori che si incon-
trano per fare il punto del-
la situazione e capire qual 
è lo stato dell’arte e come 
sarà tra qualche anno. È un 
consorzio volto a trasferire 
la tecnologia 5G al merca-
to dell’auto. Le date sono 
lontane, 2020- 2025, ma è 
fondamentale iniziare a la-
vorare”.

Automotive  

testing Expo

Keysight ha presentato al-
cune nuove soluzioni per il 
test di celle e batterie agli 
ioni di litio per veicoli ibridi 
ed elettrici, tra cui sistemi 
per la caratterizzazione del-
le celle e del sistema di rica-
rica a bordo del veicolo. 
“È stata un’esperienza mol-

to significativa. Per la prima 
volta ci siamo presentati 
con il nuovo nome, e con 
il timore che forse non tutti 
ci conoscessero. Era tutto 
da verificare. E, alla luce 
di questo, devo dire che è 
stato un successo. Abbia-
mo parlato con moltissime 
persone, riallacciato vec-
chi rapporti e instaurati di 
nuovi, e in termini numeri-
ci abbiamo superato tutte 
le aspettative. Il flusso allo 
stand è sempre stato molto 
forte e continuo. Abbiamo 
presentato sei soluzioni di-
verse, rappresentative dei 
temi che abbiamo toccato”.
Ecco una sintesi:
•  Pouch Cell Characteri-

zation è la soluzione ide-
ata per progettisti e tester 
di celle Li-Ion cell. Il setup 
assicura elevata sicurez-
za durante il test per di-
spositivi, strumenti e per il 
personale.

•  EV1003 – On Board 

Charging, per il test dei 
caricabatterie a bordo 
vettura, con possibilità di 
simulare batterie per si-
stemi HV.

segue da pag.23
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Una innovativa tecnologia 

LED (light emitting diode) è 

stata annunciata verso fine 

giugno, in una conferen-

za stampa internazionale a 

Francoforte, dalla società 

sudcoreana Seoul Semi-

conductor, che si colloca nel 

panorama mondiale come 

il quarto maggior produtto-

re di LED, e detiene oltre 12 

mila brevetti. La tecnologia 

si chiama SunLike ed è sta-

ta sviluppata combinando la 

tecnologia chip per LED, di 

livello internazionale, di Seoul 

Semiconductor con la tecno-

logia TRI-R di Toshiba Mate-

rials, basata su una particola-

re composizione di fosfori. 

I dispositivi LED della tec-

nologia SunLike, sottolinea 

Seoul Semiconductor, sono 

in grado di produrre una luce 

il cui spettro riesce a com-

baciare in maniera estrema-

mente ravvicinata con quello 

della luce naturale del Sole. 

Tra l’altro, SunLike non è che 

l’ultimo sistema sviluppato 

nell’ambito di una lunga serie 

di tecnologie LED (Violeds, 

Acrich MJT, nPola, Wicop) 

già realizzate e commercia-

lizzate in questi anni dalla 

società sudcoreana, ed enu-

merate da Chung Hoon Lee, 

amministratore delegato di 

Seoul Semiconductor, nella 

propria presentazione. Nell’il-

lustrare alla stampa il siste-

ma SunLike, Lee ha anche 

fatto un’analogia con un’altra 

tecnologia creata dalla stes-

sa società: in sostanza, ha 

sottolineato, in maniera ana-

loga a come i LED ‘package-

less’ della serie Wicop hanno 

rivoluzionato il processo di 

packaging dei LED, la serie 

di LED SunLike rappresenta 

una rivoluzione nella crea-

zione di soluzioni di illumi-

nazione LED basate sullo 

spettro della luce naturale. E 

le sue applicazioni si decline-

ranno nella realizzazione di 

sistemi di illuminazione che 

appariranno meno artificiali, 

e risulteranno anche più sa-

lutari per le diverse tipologie 

di utenti e applicazioni. 

Ambienti  

con illuminazione  

più naturale

La tecnologia SunLike, pre-

cisa la società, verrà ap-

plicata principalmente in 

strutture commerciali dove 

è necessario distinguere o 

mostrare gli esatti colori dei 

prodotti, così come appaio-

no se osservati sotto la luce 

naturale del sole. Tra queste 

applicazioni, si segnalano, 

ad esempio, i settori mer-

ceologici in cui i reparti dei 

centri commerciali devono 

mostrare, con estrema qua-

lità di visualizzazione degli 

oggetti, capi di abbigliamen-

to o gioielli. 

Tuttavia, le applicazioni spa-

ziano anche in settori molto 

differenti, come le strutture 

e attrezzature adibite all’or-

ticoltura, e alla coltivazione 

di piante in ambienti chiusi; 

le strutture espositive, come 

musei o saloni dedicati a 

esposizioni; o le strutture 

adibite alla cosmesi, come 

camerini e bagni. 

Il mercato globale del ligh-

ting, stima Seoul Semicon-

ductor, vale 87 miliardi di 

dollari, con il comparto del 

LED lighting che contribu-

isce per circa 35 miliardi di 

dollari; e il segmento com-

plessivo del mercato LED 

dove la serie di LED SunLi-

ke può essere applicata 

rappresenta circa 17 miliar-

di di dollari. Nella strategia 

commerciale di Seoul Se-

miconductor, la serie di LED 

SunLike, con spettro simile 

alla luce naturale, troverà 

inizialmente sbocchi di mer-

cato nelle applicazioni che 

richiedono illuminazione di 

qualità elevata, per poi, alla 

fine, essere utilizzata anche 

nel mercato dell’illuminazio-

ne generale. 

Nuovi benefici applicativi con i 
LED che simulano la luce del sole
GIORGIO FUSARI

Una delle nume-

rose applicazioni 

della tecnologia 

LED SunLike 
(Fonte: Seoul  

Semiconductor)

L’evoluzione 

della luce, 

secondo Seoul 

Semiconductor 
(Fonte: Seoul 

Semiconductor)

CHUNG HOON LEE, 

amministratore delegato di 

Seoul Semiconductor

Presentata a giugno da Seoul Semiconductor, la 
tecnologia SunLike punta a rivoluzionare il concetto di 
luce LED, introducendo standard di qualità più elevati 
nelle tecnologie di illuminazione
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Il dilemma arriva naturalmen-

te con la scelta del materiale. 

Esistono due materiali princi-

pali in una guarnizione per usi 

militari e aerospaziali: l’EPDM 

(gomma etilene-propilene) e il 

fluorosilicone. Entrambi i ma-

teriali hanno vantaggi come la 

resistenza a fluidi corrosivi, aci-

di diluiti, alcali, chetoni e alco-

ol. Essi hanno, tuttavia, alcuni 

punti di forza particolarmente 

utili in determinati ambiti.

Prendiamo ad esempio l’e-

sposizione ai fluidi. Laddove 

l’EPDM ha una resistenza 

ben documentata alle basse 

temperature, ai combustibili 

fossili, ai fluidi idraulici (esteri 

fosfati), ai liquidi per freni e ai 

detergenti, il fluorosilicone rive-

la una grande resistenza alle 

temperature estreme (alte e 

basse), agli oli minerali, ai fluidi 

organici, al gasolio, ai solven-

ti, alla luce solare, all’ozono, 

al GPL, agli oli combustibili, 

all’olio di silicone, alle fiamme 

e alle radiazioni. Con queste 

premesse, è opportuno fare 

una valutazione comparata 

delle tipologie di esposizione 

previste, così da garantire la 

massima durata operativa e la 

massima efficacia della guarni-

zione. 

Attenzione però: l’esposizione 

primaria deve avere la priorità 

nel decidere il giusto materiale 

da usare nella specifica appli-

cazione. La nostra esperienza 

in Parker rivela, ad esempio, 

che se l’esposizione primaria 

di un veicolo militare è costi-

tuita da detergenti, allora la 

scelta migliore sarebbe un si-

stema di guarnizioni EPDM. Al 

contrario, se si prevede per lo 

più un’esposizione a combusti-

bili e a liquidi organici, la prima 

scelta andrebbe su un sistema 

di guarnizioni in fluorosilicone.

Per quanto riguarda le ten-

denze future di questo setto-

re tecnologico, un’attenzione 

particolare meritano gli EPDM 

e i fluorosiliconi al Ni-Al in ma-

teriali stampati ed estrusi, un 

recente sviluppo che si propo-

ne di mostrare al mercato che 

materiali fluido-resistenti, gal-

vanicamente forti e di elevata 

compatibilità elettromagnetica, 

sono disponibili come soluzio-

ne a pacchetto singolo.

Guarnizioni EPDM  
o in fluorosilicone per le 
schermature elettromagnetiche 
militari e aerospaziali?

Guarnizioni elastomeriche: 
 il problema della scelta

Viste le svariate tipologie di 

fluidi a cui le guarnizioni sono 

esposte durante la vita ope-

rativa dei veicoli e dei compo-

nenti militari e aerospaziali, le 

loro applicazioni in questo tipo 

sono notoriamente molto im-

pegnative. Tuttavia, una scelta 

corretta e accurata delle guar-

nizioni elastomeriche permette 

di soddisfare appieno le esi-

genze di tali applicazioni.

In che modo? Le ragioni sono 

tante, anche se probabilmente 

la più importante è la capacità 

degli elastomeri conduttivi di 

offrire prestazioni affidabili per 

l’intera durata operativa delle 

apparecchiature in cui sono uti-

lizzati. È inoltre altamente au-

spicabile che una guarnizione 

garantisca anche un elevato li-

vello di compatibilità elettroma-

gnetica e sostenibilità ambien-

tale. Ulteriori vantaggi offerti 

dalle guarnizioni elastomeriche 

derivano dalle loro proprietà 

meccaniche intrinseche, che 

contribuiscono a impedire le 

deformazioni plastiche e a 

ridurre le forze di chiusura. 

Sono inoltre disponibili addi-

tivi metallici con svariati gradi 

di resistenza alla corrosione e 

ritardo alla fiamma, ampliando 

così le possibilità di scelta per i 

progettisti, senza sottovalutare 

la capacità di estrudere quasi 

qualsiasi profilo.

Qualunque sia l’utilizzo, la 

compatibilità elettromagnetica 

e l’isolamento galvanico de-

vono essere i primi criteri di 

scelta di una guarnizione. Nel 

caso dei sistemi militari e ae-

rospaziali, emergono tuttavia 

due ulteriori fattori specifici di 

questi settori: la durata ope-

rativa e la resistenza a fluidi 

ambientali e detergenti. Per 

garantire una corretta scelta 

della guarnizione, entrambi i 

fattori devono essere valutati. 

TIM KEARVELL

TIM 

KEARVELL 

Parker 

Hannifin, 

Chomerics 

Division 

Europe

Le guarnizioni Parker garantiscono 

la schermatura elettromagnetica in 

applicazioni militari
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a stato solido (SSD). Questi 

condensatori sono presi in con-

siderazione anche in relazione 

all’energy storage e, per esem-

pio, possono fornire energia 

in caso di necessità ai circuiti 

all’interno degli SSD per impie-

ghi aziendali. Nel complesso, 

la divisione Tantalum di AVX 

sta lavorando per incrementare 

ulteriormente i valori di tensio-

ne dei condensatori e la loro 

capacità. Si sta lavorando, inol-

tre, per supportare temperatu-

re maggiori e il self-healing. I 

condensatori self-healing sono 

un elemento fondamentale nei 

sistemi ADAS e nei veicoli au-

tonomi, in quanto impediscono 

efficacemente guasti catastro-

fici dei circuiti. I condensatori 

turbo stacked sono un altro 

prodotto utile per la sostituzio-

ne degli elettrolitici di valore 

maggiore. Questi condensatori 

in miniatura hanno basse per-

dite parassite e sono utilizzati 

ampiamente negli alimentatori 

switching (SMPS). La minia-

turizzazione è fondamentale 

e questi condensatori stacked 

rappresentano l’efficienza. I no-

stri condensatori di disaccop-

piamento a bassa induttanza si 

focalizzano sull’aumento della 

capacità mentre diminuiscono 

ESR (equivalent series resi-

stance) e ESL (equivalent seri-

es inductance). L’eliminazione 

delle perdite parassite con-

sente di sostituire i tradizionali 

condensatori ceramici multila-

yer (MLCC). I MLCC a bassa 

induttanza migliorano l’affida-

bilità del sistema, minimizza-

no il peso e l’area occupata e 

offrono una facile implemen-

tazione nei processi produttivi 

dei clienti finali. I condensatori 

a film sottile sono componenti 

RF high-Q in miniatura con tol-

leranze ridotte (come 0,01pF) e 

offrono estrema stabilità e ripe-

tibilità sia lot-to-lot , sia part-to-

part. I condensatori a film sot-

tile hanno perdite così ridotte 

e prestazioni tali da essere in 

grado di migliorare significati-

vamente le topologie di proget-

tazione, consentendo la sem-

plificazione degli amplificatori a 

più stadi, e un numero inferiore 

di stadi e componenti si tradu-

ce direttamente in una mag-

giore affidabilità. I filtri organici, 

inoltre, stanno guadagnando 

popolarità per i collegamenti 

satellitari e per le applicazioni 

V2V/V2X. Questi dispositivi in-

tegrano induttori e condensato-

ri in un unico package che, in 

combinazione con le proprietà 

specifiche dei dielettrici e degli 

elettrodi, crea strutture con una 

serie di caratteristiche ecce-

zionalmente utili per i collega-

D: Dal suo punto di vista, 

come sta andando il merca-

to?

R: Nel complesso, il mercato 

è favorevole e la congiuntura 

economica è buona. Dal no-

stro punto di vista, la domanda 

di prodotti a livello mondiale è 

molto elevata, con solidi ordini 

per i prodotti esistenti e cre-

scenti richieste di assistenza 

tecnica da parte dei clienti di 

fascia alta. Questi ultimi do-

vrebbero portare crescita, alti 

livelli per i prodotti avanzati e 

l’introduzione di nuovi prodotti.

Ad aiutare la fase positiva del 

mercato della produzione elet-

tronica è anche la crescente 

domanda dei clienti di stru-

menti di progettazione. I clien-

ti vogliono campioni dei kit di 

progettazione, modelli 3D e 

dati di simulazione per ottene-

re progetti dei prodotti finali più 

economici, velocemente e con 

maggiore efficienza.

D: Per poter crescere e in-

crementare il business, sono 

state introdotte nuove strate-

gie di mercato/prodotto?

R: Come per qualunque cosa, 

per crescere bisogna adattarsi 

ai cambiamenti e ai progressi 

tecnologici per sostenere il bu-

siness e aumentare la quota di 

mercato. Continuando a dare 

priorità alle esigenze dei no-

stri clienti, come per esempio 

lavorando per ottenere spe-

cifiche più strette e consegne 

puntuali, guadagniamo market 

share, grazie alla nostra repu-

tazione per l’affidabilità. AVX è 

orgogliosa di essere leader nel 

settore delle tecnologia e dei 

prodotti innovativi. Con cam-

biamenti così rapidi e continui 

nei prodotti di consumo di fa-

scia alta, nell’industria automo-

bilistica, medica e industriale, 

la domanda: “Hai intenzione 

di…” non esiste, ma abbiamo il 

dovere di farlo.

D: Quali sono i prodotti più 

interessanti e innovativi del-

la vostra offerta?

R: AVX ha molti prodotti inte-

ressanti. Per cominciare, l’ac-

coglienza e l’impiego dei nostri 

prodotti a supercondensatore 

stanno accelerando rapida-

mente. I supercondensatori 

costituiscono una soluzione 

innovativa per applicazioni di 

energy harvesting, pulse po-

wer e di accumulo dell’energia. 

Stiamo continuando a rilascia-

re nuove serie di prodotti, come 

quella SCC e la serie SCM, e 

abbiamo molti altri nuovi super-

condensatori in fase di com-

pletamento. Questi dispositivi 

possono essere usati in com-

binazione con una batteria per 

estenderne la durata e posso-

no anche sostituirle completa-

mente in alcune applicazioni, a 

seconda delle condizioni ope-

rative e delle aspettative. Non 

stiamo dicendo di eliminare le 

batterie, ma i supercondensa-

tori sono una soluzione effica-

ce per ridurne le dimensioni, 

migliorarne i cicli di carica e 

scarica e semplificare i circu-

iti. I condensatori polimerici al 

tantalio sono una tecnologia 

abilitante per i dispositivi con 

crescite elevate, come i drive 

Intervista a Eric DeRose, field applications engineer

AVX Corporation

ERIC 

DEROSE

A CURA DELLA REDAZIONE

continua a pag.28

I superconden-

satori AVX  

della serie 

SCC e SCM
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alizzazione di soluzioni 

inefficienti, ingombranti e 

costose, per cui è meglio 

adottare un approccio che 

preveda una sorta di livel-

lamento del picco di carico. 

In un contesto di questo 

tipo entrano in scena i “su-

percapacitors”.

L’utilizzo di una tradiziona-

le batteria al litio o alcalina, 

anche se può rappresentare 

una soluzione, evidenzia al-

cune limitazioni. Nei confron-

ti delle batterie, un “superca-

pacitors” può vantare una 

densità di potenza molto più 

elevata, fino a 100.000 volte 

superiore rispetto, ad esem-

pio, a una batteria a botto-

ne Li-MnO2 (litio/diossido di 

manganese). 

Come si evince dalla figura 

1, i “supercapacitors” sono 

caratterizzati da una densi-

tà di potenza (e una durata) 

maggiore rispetto alle bat-

terie; in termini di densità di 

potenza, un “supercapaci-

tors” può vantare prestazio-

ni superiori di un ordine di 

grandezza rispetto a quelle 

delle migliori batterie attual-

mente disponibili.

I “supercapacitors” sono 

disponibili in diversi fattori 

di forma per varie applica-

zioni: si va dai dispositivi a 

bottone a quelli cilindrici per 

arrivare ai “supercapaci-

tors” laminati a seconda dei 

valori nominali della corren-

te di picco (Fig. 2). I com-

ponenti le famiglie DMT e 

DMF di Murata sono un ti-

pico esempio di condensa-

tori utilizzati in applicazioni 

di livellamento del carico.

Le prestazioni dei “super-

capacitors” sono frutto del 

tipo di struttura con la quale 

sono realizzati. A differen-

za dei condensatori tradi-

zionali, essi non hanno un 

dielettrico ma un doppio 

strato elettrico (EDL – Ele-

trical Double Layer). Esso 

è formato da un’interfaccia 

di polvere di carbone atti-

vo (active carbon) e da un 

elettrolita. L’immagazzina-

mento della carica non av-

viene attraverso un proces-

so chimico ma è dovuto al 

movimento fisico degli ioni 

attraverso i pori negli strati 

di carbone. I pori mettono a 

disposizione una superficie 

molto ampia per l’accumulo 

della carica, permettendo di 

menti dati RF ad alta velocità e 

progetti RF multibanda, tra cui: 

dimensioni ridotte, alta affidabi-

lità, basso rumore e group de-

lay estremamente ridotto. I no-

tevoli progressi dei CV MLCC 

continuano inoltre a fornire ai 

progettisti valori di capacità 

sempre più elevati in package 

sempre più piccoli e un’affida-

bilità sempre maggiore. Questi 

dispositivi attualmente stanno 

impattando in un modo estre-

mamente positivo sui driver 

LED, alimentatori e elettronica 

di consumo portatile. Allo stes-

so modo, gli MLCC ad alta ten-

sione si stanno evolvendo per 

supportare le esigenze dei se-

miconduttori compound da 3-5 

µm e degli smart meter. Questi 

dispositivi vengono utilizzati in 

un’ampia gamma di applicazio-

ni finali, tra cui drive elettrici ad 

alta efficienza, remote power 

conversion e transient integra-

tion. Gli MLCC BME (Base Me-

tal Electrode) per applicazioni 

spaziali forniscono un supporto 

critico per la crescente com-

mercializzazione dello spazio, 

così come per l’industria spa-

ziale tradizionale. Gli MLCC 

BME offrono soluzioni high-CV 

per applicazioni spaziali e, in 

quanto tali, consentono riduzio-

ni estremamente interessanti di 

dimensioni e di peso per l’har-

dware finale. La tecnologia 

BME è incredibilmente promet-

tente per nuovi progetti di con-

versione di potenza nello spa-

zio e per quelli general logic. 

Inoltre, i condensatori DC-link 

si stanno evolvendo in packa-

ge piccoli e a bassa induttan-

za che permettono importanti 

miglioramenti nell’efficienza e 

nell’affidabilità della conversio-

ne di energia dei veicoli elet-

trici. Contemporaneamente, le 

applicazioni di conversione di 

potenza stanno ampliando l’u-

so di questi dispositivi, creando 

un solido aumento del volume 

della domanda e spingendo 

l’insieme delle tecnologie sia 

dal punto di vista elettrico sia 

da quello fisico.

Per poter sfruttare appieno 

i vantaggi di IoT, prestazio-

ni e funzionalità di questi 

dispositivi “intelligenti” sono 

velocemente aumentate.

L’incremento di funziona-

lità comporta un aumento 

della complessità, accom-

pagnata da una maggiore 

dissipazione di potenza. I 

progettisti, dal canto loro, 

hanno messo in atto ogni 

accorgimento per minimiz-

zare la potenza dissipata 

adottando modalità di fun-

zionamento di tipo dina-

mico, che prevedono ad 

esempio la possibilità di 

porre il dispositivo in una 

modalità di “sleep” (quindi 

a basso consumo) quando 

le richieste di elaborazione 

sono ridotte; vi sono tuttavia 

alcune applicazioni, come 

le comunicazioni wireless 

oppure il lampeggiamento 

di un LED, che richiedono 

una potenza di tipo “burst” 

(potenza impulsiva, ovvero 

una potenza di valore ele-

vato per un tempo ridotto). 

Non solo i circuiti a bassis-

simo consumo (micro-po-

wer), ma anche numerosi 

dispositivi – dai motori di 

piccole dimensioni ai conta-

tori “intelligenti” (smart me-

ter) agli amplificatori audio 

– richiedono la possibilità di 

fornire una potenza di picco 

per brevi istanti; l’aggiunta 

di tale funzionalità, ovvia-

mente non deve avere un 

impatto sui costi e/o sulle 

dimensioni.

Dimensionare la batteria 

in funzione di questi pic-

chi di carico porta alla re-

KUNIO 

NOMURA, 

product 

manager 

capacitors di 

Murata

segue da pag.27 Il ruolo dei “supercapacitors” nel  
progetto dei futuri sistemi energetici
Nel volgere di pochi anni, dispositivi che non integravano a bordo nessun 
componente o circuito elettronico – e ovviamente non prevedevano alcun  
tipo di capacità di elaborazione delle informazioni – sono divenuti sempre  
più “intelligenti” entrando a far parte dell’universo IoT (Internet of Things)

KUNIO NOMURA 

Confronto tra 

la densità di 

potenza dei 

“supercapaci-

tors” di Mura-

ta e quella di 

varie tipologie 

di batterie
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con variazioni simili di ESR 

a basse temperature.

I “supercapacitors” sono 

polarizzati e disponibili in 

versioni con tensioni nomi-

nali fino a 5V. I dispositivi 

delle famiglie DMT e DMF 

di Murata sono già di fatto 

due unità collegate in serie. 

È possibile ottenere va-

lori di tensione più elevati 

semplicemente collegando 

in serie più dispositivi, con 

schemi di bilanciamento 

della tensione di tipo attivo 

o passivo. Anche la con-

nessione in parallelo, ne-

cessaria nel caso si voglia 

immagazzinare una mag-

giore quantità di energia, 

non comporta problemi né 

l’adozione di speciali pre-

cauzioni. La carica è veloce 

come quella di un conden-

satore elettrolitico e richie-

de un semplice generatore 

di tensione.

Un vantaggio non trascura-

bile è il formato ultra-sottile 

dei “supercapacitors” delle 

serie DMT e DMF di Mura-

ta (che può essere di soli 

2,2 mm), in grado quindi di 

soddisfare le esigenze dei 

progettisti impegnati nella 

realizzazione di dispositivi 

portatili e indossabili.

Poiché col passare del 

tempo i dispositivi portatili 

saranno destinati a diven-

tare sempre più piccoli e 

leggeri e a integrare un 

numero maggiore di funzio-

nalità, i “supercapacitors” 

di Murata si propongono 

come una valida tecnologia 

complementare in grado di 

supportare queste future 

evoluzioni.

ottenere valori di capacità 

superiori a 1F con tensioni 

nominali di 5V. I valori della 

resistenza equivalente se-

rie (ESR – Equivalent Seri-

es Resistance) sono mode-

sti, tipicamente da 50 a 500 

milliOhm, rendendo questi 

condensatori praticamente 

“insensibili” ai corto-circuiti. 

Rispetto a una batteria, un 

“supercapacitors” imma-

gazzina un’energia pari a 

circa 10J, che quindi non 

genera sollecitazioni o ef-

fetti significativi, imputabili 

al riscaldamento sul com-

ponente anche in condizio-

ni di corto-circuito. 

Un’altra caratteristica di ri-

lievo dei “supercapacitors” 

è la possibilità di effettua-

re un numero virtualmente 

illimitato di cicli di carica/

scarica, al contrario di quel 

che accade per le batterie 

per le quali tale numero è 

pre-finito. La durata ope-

rativa è elevata, anche se 

i valori di temperatura e di 

tensione applicata possono 

influenzare tale parametro. 

In ogni caso, in condizioni 

controllate, questi dispositi-

vi sono in grado di garantire 

una vita utile in servizio per 

un periodo molto superiore 

ai 5 anni. La realizzazione 

mediante laminati con una 

sigillatura in resina che oc-

cupa un’area minima co-

stituisce una valida prote-

zione contro l’infiltrazione 

di umidità. Come nel caso 

dei condensatori elettroliti-

ci, il range di temperatura di 

funzionamento dei “super-

capacitors” è compreso tra 

-40 °C e +70 °C (o +85 °C) 

I “supercapa-

citors” sono 

disponibili in 

diversi fattori 

di forma

Per tutte le tecnologie dei con-

densatori – ceramici, al tantalio, 

supercondensatori, in polime-

ro, elettrolitici, a film – e anche 

per altre tipologie di compo-

nenti passivi, TTI ha riscontra-

to un notevole aumento della 

domanda, il che, ovviamente, 

ha comportato tempi di con-

segna più lunghi. Hanno dato 

impulso a questa tendenza 

le case automobilistiche, sia 

quelle tradizionali tedesche sia 

quelle emergenti cinesi, mentre 

entrambe aumentano i livelli di 

produzione di veicoli ibridi ed 

elettrici.

Ciò naturalmente ha un effetto 

a catena su tutti gli altri settori, 

poiché la domanda nel settore 

automotive – che ammonta a 

molti milioni di pezzi alla setti-

mana – è di gran lunga supe-

riore rispetto ad altre industrie. 

E la comparsa di nuovi gruppi 

importanti, non solo i produt-

tori cinesi ma più specifica-

mente aziende che hanno co-

struito il loro successo in altri 

campi, come Google, Apple e 

Samsung, sta pure cambian-

do le dinamiche di tale settore 

nonché della supply chain che 

lo sostiene.

Durante periodi precedenti di 

crescita notevole, i condensa-

tori al tantalio erano sotto la 

massima pressione, con tempi 

di consegna che si prolungava-

no in modo eccezionale. Ora, 

tuttavia, la domanda si è sta-

bilizzata e per alcune tipologie 

di componenti al tantalio sta 

anche scemando lentamente, 

mentre grossi utenti come i fab-

bricanti di telefoni mobili passa-

no alla tecnologia dei conden-

satori ceramici, caratterizzata 

da miglioramenti continui per 

quanto riguarda la stabilità, le 

tensioni nominali e gli intervalli 

di temperatura. 

Il problema più difficile attual-

mente è quindi la fornitura di 

condensatori ceramici multi-

strato (MLCC), particolarmente 

componenti AECQ 200 adatti 

per gli autoveicoli e qualsiasi al-

tro specifico dispositivo, come 

quelli con terminazioni flessibili 

o morbide. Sono anche sotto 

pressione, per quanto riguarda 

i tempi di consegna, determina-

ti componenti COTS Plus per 

applicazioni industriali e MLCC 

a elevata capacità.

Per i condensatori a film, esi-

stono sempre tempi di con-

segna relativamente lunghi a 

causa della durata del proces-

so di fabbricazione; ciò nono-

stante la domanda è stabile. I 

condensatori in polimero rap-

presentano ancora una quota 

di mercato piuttosto bassa – 

mentre subiscono un declino 

nei tradizionali mercati dei PC 

– e sono pure sotto pressione 

per quanto riguarda la capaci-

tà, specialmente i componenti 

per alte temperature, 125 e 150 

°C, realizzati per gli autoveicoli. 

È interessante che i conden-

satori elettrici a doppio stra-

to (EDLC), noti anche come 

“supercondensatori”, stiano 

finalmente emergendo come 

componenti di un mercato di 

massa. Varie applicazioni auto-

mobilistiche, come l’avviamen-

La domanda nel settore 
automotive è il fattore trainante 
del cambiamento nella supply 
chain dei condensatori

È interessante che i 
condensatori elettrici a doppio 
strato (EDLC), noti anche come 
“supercondensatori”, stiano 
finalmente emergendo come 
componenti di un mercato  
di massa

FELIX CORBETT

continua a pag.30
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to del motore e l’accelerazione, 

richiedono burst notevoli di po-

tenza, mentre la decelerazione 

e la frenatura possono genera-

re correnti di carica elevatissi-

me, che possono essere recu-

perate e riutilizzate. Le batterie 

sono troppo grandi e pesanti, 

troppo lente a caricarsi, limitate 

per quanto riguarda l’erogazio-

ne della potenza e sensibili alla 

scarica profonda, ai cicli di ten-

sione e agli estremi di tempera-

tura per gestire le esigenze dei 

moderni veicoli elettrici e ibridi. 

Gli EDLC sono più compatti e 

leggeri, più veloci nelle fasi di 

carica e scarica, non risentono 

dei cicli di tensione e sono più 

efficienti a basse temperature, 

e inoltre sono in grado di eroga-

re una potenza molto maggiore 

rispetto a qualsiasi batteria di-

sponibile in commercio. Sono 

quindi ideali per essere utilizzati 

insieme alla batteria, o anche 

sostituirla, negli autoveicoli. 

L’approccio di TTI alle pressioni 

esistenti nel mercato, ai tempi 

di consegna sempre più lunghi 

e anche, osiamo dire, all’allo-

cazione, è diverso da quello 

adottato da altri distributori. 

La nostra filosofia consiste nel 

mantenere sempre un magaz-

zino molto ampio e dettagliato, 

per essere in grado di spedire 

componenti non appena i clienti 

ne hanno bisogno. Inoltre ope-

riamo in stretta collaborazione 

con i nostri fornitori e i clienti più 

importanti per prevedere con 

accuratezza la domanda e ave-

re pronte scorte cuscinetto per 

essere sicuri di poter rispondere 

a esigenze specifiche dei clien-

ti, aumentando o riducendo con 

flessibilità le scorte in funzione 

della domanda. Non solo: usia-

mo complessi programmi di ge-

stione delle scorte unitamente 

ai clienti per prevenire qualsiasi 

problema nella supply chain. E 

naturalmente non acquistiamo 

mai componenti non 

originali – gli unici 

componenti che im-

magazziniamo sono 

quelli dei fornitori 

nostri partner – per 

cui i clienti TTI han-

no la certezza che 

non dovranno mai 

far fronte a problemi 

di contraffazioni

TTI rappresenta 

molti dei principali 

produttori mondiali 

di componenti pas-

sivi e miriamo ad 

avere nuovi prodotti 

disponibili da ma-

gazzino in grandi 

volumi prima di altri distributori 

di ampie linee. La seguente 

è una carrellata su alcuni dei 

prodotti più recenti, interessanti 

e innovativi, presenti nei nostri 

magazzini.

•  Murata è il leader globale nel-

la tecnologia MLCC e la sua 

gamma espansa di conden-

satori a elevata capacità offre 

capacità stabili sino a 330 µF 

in un vasto range di frequen-

ze, tensione di breakdown 

superiore e maggiore affida-

bilità in involucri di dimensioni 

ridotte. 

•  I supercondensatori Panaso-

nic HL series ELDC offrono 

bassa resistenza unitamente 

a lunga durata garantita in un 

ampio range di temperature: 

da -40 a +65 °C. La massima 

tensione di funzionamento è 

pari a 2,7 V CC e la capaci-

tà nominale va da 50 a 100F. 

Inoltre il produttore garantisce 

che questi condensatori elet-

trici a doppio strato manter-

ranno i valori di capacità e re-

sistenza interna senza derive 

a basse temperature.

•  I robusti moduli Eaton – su-

percondensatori da 48V e 

166F – sono dispositivi di 

immagazzinamento dell’e-

nergia a capacità ultra-alta, 

di elevata potenza e notevo-

le affidabilità, adattabili per 

applicazioni quali sistemi di 

potenza di riserva, potenza 

impulsata e potenza ibrida. 

Sono impiegabili autonoma-

mente o in combinazione con 

batterie per ottimizzare il co-

sto, la durata e l’autonomia. I 

requisiti sul sistema possono 

andare da alcuni microampe-

re ai megawatt. Tutti i prodotti 

presentano una bassa ESR e 

non richiedono manutenzio-

ne, mentre la durata utile può 

raggiungere 20 anni.

•  I Vishay Hybrid Storage 196 

HVC ENYCAP sono con-

densatori per accumulazione 

ibrida dell’energia polarizzati, 

caratterizzati da elevata ca-

pacità e densità dell’energia. 

I dispositivi si distinguono per 

la flessibilità nella tensione – 

da 1,4V (cella singola) a 2,8V 

/ 4,2V / 5,6V / 7,0V / 8,4V (più 

celle) – e sono disponibili in 

varie configurazioni: STH 

(stacked through hole, radia-

le), SMF (surface mount flat) 

e LPC (lay flat) con cavo e 

connettori.

•  KEMET Organic Capacitor 

(KO-CAP) è un condensatore 

a elettrolito solido, dotato di 

un catodo in polimero condut-

tivo che offre una ESR molto 

bassa e un mantenimento 

migliore della capacità ad 

alte frequenze. Presenta una 

durata operativa lunghissima 

e tollera correnti con ripple 

elevato. Il modello T598, un 

condensatore a elettrolito con 

catodo in polimero per appli-

cazioni automotive, è stato 

pensato per condizioni am-

bientali difficili, assicura 1.000 

ore di funzionamento a 85 °C 

e 85% di umidità relativa/VR, 

ed è interamente compatibile 

con i requisiti AEC-Q200. 

•  I nuovi condensatori ibridi in 

polimero conduttivo a mon-

taggio superficiale EE-ZE 

series di Panasonic offrono 

un range di capacità nominali 

compreso fra 33µF e 330 µF, 

a intervalli di tensione da 25 V 

CC sino a 63 V CC, e presen-

tano un range di temperatura 

di funzionamento da -55 °C 

fino a 145 °C, nonché bassa 

ESR e tolleranza a correnti 

con ripple elevato. I disposi-

tivi sono a norma AEC-Q200 

e resistono a condizioni di 

umidità elevata, 90% a 85 °C 

per 2.000h, al tempo stesso 

offrendo valori nominali della 

corrente di ripple a più livelli a 

135 °C e 145 °C. 

•  I condensatori su chip a mon-

taggio superficiale in polime-

ro Vishay T52 vPolyTanTM 

T52 series sono dispositivi 

stampati con terminazioni a L 

rivolte verso il basso (“frame-

less”) senza piombo, a profilo 

ribassato e ESR ultrabassa. 

Hanno superato i test della 

corrente di picco al 100%. 

I supercondensatori cilindrici 

SCC series da 3,0 V di AVX of-

frono caratteristiche eccellenti 

di gestione della potenza impul-

sata grazie alla combinazione 

di capacità elevatissima e ESR 

bassissima. 

segue da pag.29
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TTI rappresenta 

molti dei principali 

produttori mondiali  

di componenti passivi 

e mira ad avere nuovi 

prodotti disponibili  

da magazzino in 

grandi volumi prima  

di altri distributori  

di ampie linee
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NEWS

Toshiba Electronics Europe

IC regolatore per 
sistemi audio per auto
TCB010FNG è un nuovo IC di 

Toshiba Electronics Europe 

(TEE) progettato per gestire l’ali-

mentazione dei sistemi audio per 

auto. Si tratta di una soluzione 

completa che integra l’alimenta-

zione e le funzioni essenziali di 

rilevazione. Il dispositivo dispone 

di un alimentatore multi-tensione 

per microcontroller in grado di 

mantenere l’alimentazione an-

che in caso di brevi interruzioni 

dell’alimentazione della batteria. 

TCB010FNG integra anche diver-

si alimentatori variabili, oltre ad un 

alimentatore fisso, per garantire 

la flessibilità. Oltre a uno switch 

high-side a 2 canali, l’IC dispo-

ne anche di numerose funzioni 

di rilevazione, inclusa quella per 

l’ACC, quella per la protezione da 

sovratensioni, l’uscita del segna-

le di mute. Il package utilizzato è 

quello P-HSSOP36-1116-0.65.

Harwin

Connettori coassiali 
multiporta rugged
Harwin ha aggiunto nuove solu-

zioni al suo portafoglio di prodotti di 

interconnessione ad alta affidabilità 

(Hi-Rel) Datamate destinati all’im-

piego in ambienti particolarmente 

difficili. Questi connettori multipli 

coassiali sono stati progettati per ri-

spondere alle esigenze dei progetti 

di sistemi elettronici RF/wireless. 

I contatti presenti all’interno di cia-

scun connettore Datamate Coax 

sono disponibili in formati di tipo 

jack a singola o doppia terminazio-

ne con passo di 4 mm. Disponibili 

in opzioni con 2, 4 6 e 8 contatti, 

questi connettori assicurano eleva-

te prestazioni RF a frequenze fino 

a 6 GHz. Caratterizzati da un alto 

grado di affidabilità, i nuovi connet-

tori di Harwin possono resistere a 

elevati livelli di sollecitazioni (100G) 

e vibrazioni (10G/200Hz) e operare 

a temperature comprese tra -55°C 

e +125°C. Tra i principali settori 

applicativi della serie di connettori 

compatti e robusti Datamate Coax 

ci sono avionica, radar, robotica, 

automazione industriale, militare e 

medicale, oltre al comparto delle 

comunicazioni wireless. I cavi as-

semblati forniti a supporto di questi 

connettori hanno lunghezze pari a 

150, 300 e 450 mm.

Powerbox

Convertitori DC-DC  
per alte tensioni  
di ingresso
Powerbox ha annunciato una 

nuova gamma di convertitori 

DC-DC per elevate tensioni di 

ingresso destinati ad applicazioni 

industriali, datacenter e microgrid.

I convertitori PQB-PHB-PFB300S 

supportano infatti tensioni di in-

gresso da 180V a 425V in conti-

nua, con potenze in uscita da a 

150W a 750W.

La serie PQB150-300S offre una 

potenza di 150W e sette diverse 

tensioni di uscita (da 3,3VDC/30A 

a 48VDC/3,2A) partendo da una 

tensione di ingresso nel range da 

180VDC a 425VDC. L’efficienza 

tipica è dell’89% mentre il formato 

del package è quello quarter-brick. 

La versione a 300W è siglata inve-

ce PHB300-300S ed è in formato 

half-brick. Il range di tensioni in 

continua in ingresso è analogo a 

quello dell’altra serie, ma per le 

tensioni di uscita i valori dispo-

nibili sono complessivamente 

cinque (5VDC/60A, 12VDC/25A, 

24VDC/12,5A, 28VDC/10,7A e 

48VDC/6,25A). La serie PFB600-

300S, in formato full-brick, è forma-

ta invece da moduli da 600W con 

tensioni di ingresso da 200VDC a 

400VDC e quattro tensioni di usci-

ta (da 5VDC/80A a 48VDC/12,5A). 

Se occorre ridondanza oppure una 

potenza maggiore queste versioni 

supportano l’active current sha-

ring. Le versioni da 750W infine, 

siglate PFB750-300S, sono in 

formato full-brick e possono ope-

rare con una gamma di tensioni in 

ingresso da 200VDC a 425VDC. 

Per le tensioni in uscita si può sce-

gliere fra modelli a 12VDC/62,5A, 

15VDC/50A, 24VDC/31,2A, 

28VDC/26,7A, 36VDC/20,8A e 

48VDC/15,6A.

Anritsu

Analizzatore  
di segnali per 5G
MS2850A è un nuovo analizzatore 

di segnali di Anritsu Corporation 

per lo sviluppo e produzione com-

merciale di sistemi di comunica-

zione mobile 5G. Tra le principali 

caratteristiche di questo prodotto 

c’è la larghezza di banda di analisi 

di 1 GHz e il supporto per la valu-

tazione di segnali multi-carrier 5G. 

L’analizzatore di segnali MS2850A 

supporta test di performance dei 

trasmettitori in apparati di comuni-

cazione wireless sia durante lo svi-

luppo che la produzione; i modelli 

con frequenza di misura di 32GHz 

e 44,5GHz hanno come standard 

una larghezza di banda di analisi di 

255 MHz, ma questo valore può es-

sere ampliato opzionalmente fino a 

1 GHz. Su entrambi i modelli si pos-

sono installare inoltre funzioni di mi-

sura di Noise Figure (NF) e Phase 

Noise. L’installazione di pacchetti 

software di misura 5G nell’analiz-

zatore MS2850A consente misure 

di errore in frequenza, potenza, 

EVM, eccetera, di segnali 5G sia in 

uplink che in downlink utilizzando la 

modulazione CP-OFDM. MS2850A 

supporta tutte le tecnologie pre-

cedenti come per esempio quelle 

LTE, W-CDMA, TD-SCDMA, e 

GSM, e offre anche supporto per i 

nuovi standard 5G NR ora in fase di 

definizione da 3GPP.

TDK Lambda

Convertitori  
DC-DC 100W
La serie di convertitori DC-DC non 

isolati i3A di TDK Lambda opera 

con tensioni di ingresso da 9V a 

53V e tensioni di uscita da 3,3V a 

16,5V e da 5V a 30V. Questi con-

vertitori step down sono disponibili 

in formato 1/32 brick e possono 

essere utilizzati per applicazioni nei 

settori medicale, telecomunicazio-

ni, industriale, T&M, broadcast e 

per dispositivi portatili. L’efficienza 

arriva al 98% e la temperatura am-

biente a cui possono operare va da 

-40 °C a +125 °C. La risposta dina-

mica per la tensione è stata ottimiz-

zata e questo permette di ridurre 

le necessità per quanto riguarda i 

condensatori esterni, contribuendo 

a ridurre lo spazio necessario. Tra 

le funzionalità standard di questi 

convertitori c’è la regolazione della 

tensione di uscita termite un appo-

sito pin, accensione e spegnimento 

da remoto, protezioni contro sotto 

tensioni in ingresso, sovracorrenti e 

sovratemperature.

Keysight Technologies

Piattaforma  
di simulazione
SystemVue 2017, la piattaforma 

di simulazione per la progetta-

zione e la verifica di sistema di 

Keysight Technologies, ha 

contribuito in modo significativo a 

un miglioramento dello standard 

IoT a banda stretta (NB-IoT). Ad 

annunciarlo è stata l’azienda che 

ha anche precisato che il miglio-

ramento sarà incluso nella Re-

lease 13 (revised version) e 14 

dello standard 3GPP. In pratica 

SystemVue 2017 ha permesso 

di ottimizzare lo standard NB-IoT 

del dispositivo utente (UE) per 

facilitare l’implementazione di 

chip terminali NB-IoT a bassa po-

tenza. Durante la progettazione 

di un ricetrasmettitore terminale 

NB-IoT, gli esperti dell’Istituto di 

Ricerca e Tecnologia Applicata 

di Hong Kong (ASTRI - Applied 

Science and Technology Rese-

arch Institute) hanno scoperto 

infatti una definizione impropria 

nel requisito di intermodulazione 

a banda larga del ricevitore stan-

dard NB-IoT. Una piattaforma di 

simulazione a livello di sistema, 

basata sul software SystemVue 

di Keysight EEsof EDA e sulla li-

breria NB-IoT (sviluppata in colla-

borazione con ASTRI), ha fornito 

l’evidenza necessaria per richie-

dere con successo una modifica 

dello standard.

AMS Technologies 

Sistemi laser  
a fibre ottiche
AMS Technologies ha aggiunto 

alla sua offerta i sistemi laser del-

la svizzera Onefive. Il portafoglio 

di sistemi laser a fibre ottiche di 

Onefive comprende dispositivi 

con lunghezze d’onda dagli UV 

agli infrarossi e impulsi nell’ordine 

dei nanosecondi, picosecondi e 

femtosecondi. La gamma di repe-

tion rate arriva fino a 1,3 GHz e gli 

impulsi da pochi nanojoule fino a 

più di 400 microjoule. Grazie alla 

loro costruzione particolarmente 

compatta e sigillata, combinata 
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con il sistema di raffreddamento 
ad aria, il funzionamento di que-
sti sistemi laser è assicurato per 
l’operatività 24/7 e li rende idonei 
per applicazioni “plug & play” nel-
le soluzioni OEM e per quelle nei 
settori scientifici e della ricerca. 
Grazie all’accordo con Onefive, 
AMS può ora soddisfare per que-
sto settore anche le necessità di 
clienti per applicazioni come per 
esempio telerilevamento, spettro-
scopia, trattamenti medici e laser 
chirurgici.

BrainChip

Software AI-based per 
classificazione facciale
BrainChip ha rilasciato Brain-
Chip Studio, un software che ha 
richiesto dieci anni di sviluppo e 
destinato ad applicazioni di ricer-
ca di pattern e classificazione 
facciale. Questo software utilizza 
la tecnologia di intelligenza arti-
ficiale spiking neural network. Il 
software comprende algoritmi di 
rilevamento dei volti, estrazio-
ne e classificazione e possono 
lavorare anche video a bassa 
risoluzione: basta una immagine 
formata da 24x24 pixel per rile-
vare un volto e classificarlo. Per 
quanto riguarda le applicazioni, 
BrainChip Studio può aiutare 
Enti Governativi e di Pubblica 
Sicurezza a identificare pattern e 

volti elaborando elevate quantità 
di dati video. In recenti prove, 
per esempio, BrainChip Studio 
ha rilevato, estratto e classifica-
to in tempo reale oltre 500.000 
immagini di volti in un video di 
3 ore e mezza realizzato ttrma-
ie otto diverse telecamere. In 
un’altra prova, il software ha ela-
borato 36 ore di video registrato 
in meno di due ore, estraendo 
oltre 150.000 immagini di volti. 
BrainChip Studio funziona su 
piattaforme Windows e Linux ed 
è compatibile con i principali for-
mati video.

Silicon Labs 

MCU low power
Silicon Labs ha ampliato la sua 
gamma di MCU low power EFM32 
Gecko con una serie di prodotti 
per applicazioni industriali: smart 
meter, asset tracking, building au-
tomation, ma anche per wearable 
e personal medical. La famiglia di 
MCU EFM32GG11 Giant Gecko 
è basata su core ARM Cortex-M4 
e fino a 2 MB di memoria Flash e 
512 KB di RAM. I consumi sono 
particolarmente contenuti e i valo-
ri arrivano a 77 μA/MHz in active 
mode e a 1,6 μA in deep sleep 
mode. I nuovi MCU di Silicon 
Labs integrano un’ampia gamma 
di interfacce e di controller come 
per esempio MAC per Ethernet 
10/100, interfaccia Wi-Fi SDIO, 

controller CAN Bus singolo o dop-
pio, accelerazione hardware per 
display TFT e un engine per siste-
mi touch. I microcontroller Giant 
Gecko sono disponibili in un’am-
pia gamma di opzioni dal punto 
di vista del package (QFN, QFP 
a BGA) e sono compatibili con 
la serie EFM32. La compatibilità 
software permette inoltre di riutiliz-
zare il codice riducendo i tempi di 
progettazione. Attualmente questi 
componenti sono disponibili come 
campioni mentre la produzione in 
volumi è prevista per Q1 2018.

Maxim

Convertitore per 
dispositivi USB Type-C
MAX77756 è il nuovo convertito-
re step-down da 24V e 500mA a 
bassissima corrente di quiescen-
za realizzato da Maxim. 
Questo componente permette di 
semplificare la progettazione di 
soluzioni USB Type-C multicella 
che necessitano di correnti più 
alte, doppio ingresso e supporto 
I²C. Per le principali caratteri-
stiche, il nuovo convertitore of-
fre una corrente di quiescenza 
di1,5μA in buck e 20μA in MUX 
per il funzionamento ‘always-on’ 
e un’efficienza fino al 92% con 
MUX di alimentazione integrato. 
MAX77756 permette di risparmia-
re spazio sulla scheda e ridurre la 
caduta di tensione in serie perché 
integra i FET, eliminando la ne-
cessità di utilizzare diodi Schottky 
esterni. Questo nuovo converti-
tore di Maxim è dotato inoltre di 
protezioni contro il cortocircui-

to ed il surriscaldamento, una 
funzione interna per il soft-start 
(8ms) per minimizzare la corren-
te di spunto ed una architettura 
di controllo current-mode.; può 
inoltre tollerare una tensione 
d’ingresso fino a 26V.

Littelfuse

Raddrizzatori a barriera 
Schottky 
Littelfuse ha presentato una serie 
di raddrizzatori a barriera Schottky 
progettati per offrire una bassissi-
ma caduta di tensione diretta (VF). 
I diodi Serie DST di Littelfuse of-
frono inoltre caratteristiche come 
gestione di elevate correnti, capa-
cità di sopportare alte temperature 
di giunzione e bassa dispersione. 
Queste caratteristiche assicurano 
una maggiore affidabilità in am-
bienti difficili, come per esempio 
quelli ad alta temperatura. Questi 
componenti possono essere uti-

lizzati per realizzare alimentatori 
con modalità di commutazione ad 
alta frequenza (switch-mode po-
wer supply, SMPS) e convertitori 
CC-CC che si trovano in applica-
zioni automobilistiche come quelle 
ADAS (Advanced Driver Assistan-
ce System), sistemi di infotainment 
(GPS, audio, eccetera), display 
LCD, fari e luci posteriori a LED. 
Altre applicazioni comprendono 
l’impiego, per esempio, come diodi 
di bypass in pannelli solari e dio-
di di protezione dalle inversioni di 
polarità. I raddrizzatori a barriera 
Schottky Serie DST sono disponi-
bili in packageTO-277B a montag-
gio superficiale.

KEMET

Condensatori 
elettrolitici polimerici 
per applicazioni 
automotive
KEMET ha ampliato la sua gam-
ma di condensatori elettrolitici po-
limerici della serie T598 con nuovi 
componenti caratterizzati da una 
tensione nominale più elevata.
Sono stati aggiunti infatti compo-
nenti a 35V con valori di capacità 
di 22 e 33 microfarad. I nuovi di-
spositivi sono qualificati secondo 
lo standard AEC-Q200 e amplia-
no la gamma di applicazioni in 
ambito automotive in cui è possi-
bile sfruttare i vantaggi di questo 
tipo di componenti. Per quanto 
riguarda le prestazioni, uno dei 
principali vantaggi dei conden-
satori della serie T598 risiede 
nella resistenza serie equivalen-
te (ESR) particolarmente bassa, 
caratteristica che permette di 
minimizzare le perdite di energia 
e l’autoriscaldamento dei con-
densatori. Anche la frequenza di 
roll-off è stata aumentata, permet-
tendo ai dispositivi di mantenere 
la capacità a frequenze più alte 
rispetto ai dispositivi MnO2.  Ri-
spetto ai dispositivi con elettrolita 
liquido, inoltre, i componenti elet-
trolitici polimerici di KEMET sono 
caratterizzati da una maggiore 
durata operativa e possono quin-
di essere utilizzati in presenza 
di condizioni ambientali gravose 
come umidità elevata e alte tem-
perature tipiche delle applicazioni 
automotive.

Microchip

Microcontroller 32
Microchip ha presentato due 
famiglie di microcontroller (MCU) 
a 32 bit caratterizzate dalla di-
sponibilità di una gamma com-
pleta di interfacce per connetti-
vità, elevate performance e un 
sistema di sicurezza hardware-
based. Le due famiglie sono si-
glate rispettivamente SAM D5x e 
SAM E5x e utilizzano processori 
ARM Cortex-M4 e una Floating 
Point Unit (FPU). Le frequenze 
di clock raggiungono i 120 MHz 
e i controller hanno fino a 1 MB 
di memoria Flash dual-panel con 
Error Correction Code (ECC). 
Inoltre, queste famiglie possono 
implementare fino a 256 KB di 
SRAM con ECC, caratteristica 
che le rende particolarmente in-
teressanti per applicazioni mis-
sion-critical come per esempio 
dispositivi medicali o sistemi ser-
ver.  Entrambe le Famiglie inclu-
dono una Quad Serial Peripheral 
Interface (QSPI). I dispositivi 
SAM D5/E5 sono caratterizzati 

anche da un Secure Digital Host 
Controller (SDHC) per data log-
ging, un Peripheral Touch Con-
troller (PTC) per capacità tattili 
capacitive. La Famiglia SAM E5 
include anche due porte CAN-
FD ed un 10/100Mbps Ethernet 
Media Access Controller (MAC) 
con supporto IEEE 1588, ren-
dendola interessante per appli-
cazioni di Industrial Automation, 
Connected Home e IoT.

Andanta

Sensore InGaAs  
non raffreddato
Andanta ha presentato 
FPA640x512_P15-C, un sensore 
di visione InGaAs (Indium-Gal-
lium-Arsenide) non raffreddato 
con una risoluzione di 640x512 
punti, funzionante a temperatura 
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ambiente. Il passo dei pixel è di 15 
micron, mentre la superficie attiva 
totale del sensore è di 9,6x7,68 
millimetri, identica a quella del 
sensore a bassa risoluzione non 
raffreddato FPA320x256-C. Gra-
zie all’utilizzo di una tecnologia 
planare InGaAs con un contenuto 
di indio del 53%, si ottiene una 
risposta spettrale da 0,9 micron 
a 1,7 micron (Near Infrared) con 
un’efficienza quantica superiore 
al 70%. L’output può essere a 2, 4 
oppure 8 uscite con un Pixel Rate 
fino a 18 MHz , mentre la velocità 
di lettura arriva a 240 fps a im-
magine piena e a 30.000 fps per 

l’immagine par-
ziale più picco-
la di 32x 8 pixel 
a 8 uscite. Il 
nuovo sensore 
FPA640x512_

P15-C utilizza un contenitore 
ermetico ceramico 64CLCC a 
64 pin che misura18x18x2 mm, 
mentre il peso è di 1,7 grammi e il 
consumo massimo di 200 mW. La 
gamma di possibili applicazioni è 
molto ampia e spazia, fra l’altro 
dalla sorveglianza all’ispezione di 
semiconduttori e pannelli solari, a 
quelle di telecomunicazione con 
fibre ottiche e a quelle medicali e 
scientifiche.

Melexis

Soluzione altamente 
integrata per visione 
3D a ToF
Melexis ha annunciato un nuovo 
chipset a Tempo di Volo (Time of 
Flight o ToF) e un kit di sviluppo 
che consente di realizzare progetti 
modulari di soluzioni di visione 3D.
Il chipset comprende il sensore ToF 
e MLX75023 con formato ottico 
da 1/3 di pollice e l’IC companion 
MLX75123, che integra molti dei 
componenti esterni normalmente 
richiesti per sviluppare una solu-
zione di visione 3D.  Il sensore 
ToF MLX75023 ha una risoluzio-
ne QVGA e un intervallo dinamico 
lineare di 63dB. Il chip companion 
MLX75123 interfaccia direttamente 
il sensore a una MCU host e forni-
sce una visualizzazione rapida dei 
dati. Applicazioni tipiche del chipset 
includono il riconoscimento dei ge-
sti, il monitoraggio del conducente 

e la rilevazione degli occupanti in 
applicazioni automotive. Il chipset è 
ideale per altre applicazioni fra cui 
quelle industriali (nastri trasporta-
tori, robotica, misura di volumi) e le 
Città Intelligenti (conteggio di perso-
ne, sicurezza, eccetera). Il chipset è 
disponibile in classe sia automotive 
(da -40°C a +105°C) sia industriale 
(da -20°C a +85°C).

Cadence Design Systems 

Soluzione integrata di 
progettazione e verifica 
memorie
Cadence Design Systems ha 
annunciato Cadence Legato Me-
mory Solution, una soluzione in-
tegrata per la progettazione e la 
verifica della memoria che evita le 
complessità legate all’esigenza di 
dover combinare tool specifici de-
dicati alle varie attività di proget-
tazione e verifica. Cadence sotto-
linea che questa nuova soluzione 
permette di migliorare la produt-
tività fino a due volte rispetto ai 
prodotti disponibili in precedenza. 
L’ambiente di progettazione Ca-
dence Legato Memory Solution 
automatizza i processi di proget-
tazione e consente ai clienti di ot-
tenere un migliore time-to-market. 

La soluzione integra la tecnologia 
Super Sweep Cadence che uti-
lizza i database di simulazione 
esistenti per l’analisi multi-corner 
e Monte Carlo, consentendo ai 
clienti di migliorare sia il tempo 
di esecuzione che il throughput 
di simulazione. Le funzionalità 
integrate permettono ai clienti, fra 
l’altro, di creare modelli di memo-

ria in formato Liberty per l’analisi 
completa del chip SoC. La stretta 
integrazione tra la caratterizzazio-
ne della memoria e la simulazio-
ne del circuito garantisce ulteriore 
precisione e miglioramenti delle 
prestazioni che non possono es-
sere raggiunti da strumenti singo-
li, non integrati tra di loro.

Panasonic

Sensori “no space”
Le soluzioni di sensori NO SPA-
CE di Panasonic sono già ap-
plicate in molti settori produttivi e 
permettono di risolvere problemi 
specifici. La necessità di discri-
minare con elevata precisione gli 
oggetti in alcune applicazioni è 
determinate come, per esempio, 
nel caso delle 
capsule medi-
cinali che pos-
sono essere 
di dimensioni 
molto ridotte e 
con colori va-
riabili, anche 
trasparenti. I sensori ottici della 
serie EX-Z sono caratterizzati da 
un fascio molto sottile e preciso 
(1/10mm o migliore), oltre che da 
tempi di risposta particolarmente 
ridotti. Se invece ci si trova in pre-
senza di target particolarmente 
riflettenti (per esempio film me-
tallizzati), serve una soluzione 
che garantisca stabilità. Per que-
sto tipo di applicazioni i sensori 
HG-C possono risolvere minime 
differenze di spessore rispetto ad 
uno sfondo, con ripetibilità fino a 
10μm. A queste caratteristiche si 
aggiungono le funzioni integrate 
come il comparatore a finestra 
che consente una rilevazione On/
Off precisa e affidabile che defi-
nisce un intervallo di tolleranza e 
annulla le instabilità.

Omron Electronic  

Components Europe

Sensore ambientale 
multifunzione per IoT
Omron Electronic Compo-

nents Europe ha presentato un 
sensore ambientale multifunzione 
che consente ai progettisti di mo-
nitorare sette parametri (tempera-
tura, umidità, luce, UVI, pressione 

barometrica, rumore e accelera-
zione) utilizzando un unico modu-
lo facilmente integrabile. Questo 
sensore Omron 2JCIE-BL01 è 
destinato ai sistemi IoT autonomi 
e dispone di una propria memoria 
interna per la registrazione dei 
dati rilevati dall’ambiente circo-
stante. Le possibili applicazioni 

comprendono il monitoraggio e il 
controllo di spazi industriali e d’uf-
ficio per rendere più confortevole 
l’ambiente di lavoro. Il modulo è 
adatto anche per applicazioni do-
mestiche e di tipo outdoor (la tem-
peratura di esercizio è compresa 
tra -10 e 60 gradi Celsius). I dati 
acquisiti possono essere trasferiti 
tramite Bluetooth (BTLE) grazie 
anche a un’apposita applicazione 
gratuita scaricabile dall’App Store 
Android/iOS/Windows. La portata è 
di circa 10 metri. Il modulo può es-
sere alimentato con una normale 
batteria al litio a 3VDC, con un’au-
tonomia di circa sei mesi, in base 
all’intervallo di misura impostato.

Analog Devices

Driver per Mosfet
Linear Technology, azienda di 
Analog Devices, ha ampliato la 
sua gamma di driver per Mosfet 
con un componente che funziona 
con tensioni di alimentazione fino 
a 60V. LTC7004 è infatti un driver 
per Mosfet a canale N ad alta ve-

locità per il lato alto dotato di una 
pompa di carica interna che abili-
ta uno switch esterno in modo che 
rimanga costantemente acceso.
Il gate driver da 1Ω può pilotare 
Mosfet con gate di capacità eleva-

ta, tempi di transizione molto brevi 
e ritardi di propagazione di 35ns. 
Queste caratteristiche lo rendono 
interessante per la commutazione 
ad alta frequenza e le applicazioni 
con switch statici. Altre funzionalità 
includono una slew rate regolabile 
all’accensione e un blocco per so-
vratensione regolabile. Il dispositi-
vo viene offerto in tre versioni con 
range di temperature di giunzione 
differenti: versioni estesa e indu-
striale da –40 a 125°C, versione 
automotive per alte temperature 
da –40°C a 150°C e versione mi-
litare da –55°C a 150°C

Narda

Analizzatore di spettro 
real-time portatile 
SignalShark è un analizzatore di 
spettro in tempo reale realizzato 
da Narda caratterizzato da una 
larghezza di banda di 40 MHz. 
Si tratta di uno strumento por-
tatile che permette di eseguire 
complesse operazioni di misura 
secondo gli stessi standard degli 
strumenti da laboratorio. All’in-
terno della larghezza di banda 
predefinita il ricevitore è in grado 
di rilevare, in tempo reale e in 
maniera continua, anche segnali 
che si verificano sporadicamen-
te, senza perdere alcun evento. 
Ciò viene garantito da una pro-
babilità di intercettazione (POI) 
del 100% in presenza di segnali 
aventi una durata >3,125 μs. Le 
sue caratteristiche principali, ol-
tre alla larghezza di banda parti-
colarmente estesa, includono la 
gamma di frequenza da 9 kHz a 
8 GHz e uno sweep rate pari a 40 
Ghz/s. I quattro ingressi per se-
gnali ad alta frequenza possono 
essere commutati anche tramite 
controllo remoto. Le applicazioni 
per questo strumento sono quelle 
relative alla rilevazione e analisi in 
continuo, e per la classificazione 
e localizzazione di segnali RF, 
tenendo già in conto gli sviluppi 
futuri quali ad esempio la tecnolo-
gia 5G di prossima introduzione.

Sensirion 

Sensore VOC
Repcom ha annunciato un sen-
sore di VOC (Volatile Organic 
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Compounds) di Sensirion con 
tecnologia metal-oxide capace di 
mantenere le sue caratteristiche 
di sensibilità e accuratezza inva-
riate nel tempo.
I VOC sono inquinanti (composti 
chimici come per esempio eptani, 
limonene, isobutanolo, metanolo, 
acetone) prodotti principalmente 
da vernici e solventi, tappeti e 
mobili, detergenti e cosmetici.
I sensori commercializzati da 
Repcom misurano i TVOC (Total 
VOC), permettendo di aumenta-
re l’efficienza della ventilazione e 
della purificazione dell’aria. I livelli 
raccomandati di TVOC considerati 
accettabili vanno da 0,6 a 1 mg/
m3. Il sensore SGP30 è idoneo 
anche per le applicazioni mobile, 
particolarmente critiche per que-
sta tipologia di dispositivi. SGP30 
fornisce le misure di TVOC e 
CO2eq attraverso un’interfaccia 
I2C, mentre il consumo è di 48mA 
a 1,8V. SGP30 sarà disponibile 
da settembre 2017.

Chomerics Europe

Composto termico  
ad alte prestazioni 
TC50 è la sigla di un nuovo com-
posto termico ad alte prestazioni 
di Chomerics Europe, una divi-
sione di Parker Hannifin. Il com-
posto può essere utilizzato per 
condurre il calore dai componenti 
elettronici caldi verso il dissipato-
re termico o il contenitore esterno. 
Con una conduttività termica di 
5,5 W/mK e una capacità termi-

ca di 1 J/gK, il composto TC50 è 
adatto a tutte le linee di giunzione 
con più di 0,15 mm di spessore.  

La consistenza di questo prodot-
to monocomponente permette 
un’erogazione facile e controllata, 
per depositare spessori diversi a 
seconda di quanto richiesto dalla 
propria specifica applicazione.
Concepito per essere usato con 
gli erogatori automatici utilizzati in 
un’ampia gamma di applicazioni 
di assemblaggio, così come in at-
tività di rilavorazione e riparazio-
ne sul campo, il composto termico 
TC50 è stato pensato per l’utiliz-
zo in centraline automobilistiche, 
alimentatori e semiconduttori, 
nonché moduli di memoria e di 
potenza, microprocessori e pro-
dotti elettronici di largo consumo. 
Può essere venduto in siringhe o 
cartucce, oppure in contenitori più 
grandi se richiesto.

Toshiba Electronics Europe

Fotorelé  
in package DIP8
Toshiba Electronics Europe 
(TEE) ha annunciato l’inizio delle 
consegne di due nuovi fotorelé a 
corrente elevata che sostituisco-
no i relé meccanici. Questi due 
componenti a tensione interme-

dia sono siglati rispettivamente 
TLP3823 e TLP3825. Il primo è 
un componente da 100V e cor-
rente di pilotaggio di 3A, mentre 
il secondo è da 200V con una 
corrente di pilotaggio di 1,5A. 
Entrambi i dispositivi offrono una 
tensione di isolamento di 2500 
Vrms e bassi valori di resisten-
za di on (TLP3823 60mΩ tipici, 
TLP3825 250mΩ tipici) mentre 
la corrente di attivazione richiesta 
è inferiore a 5mA. Toshiba utiliz-
za, per i suoi fotorelè, la struttura 
MOSFET trench e la tecnologia 
UMOS di ottava generazione 
che permettono di ottenere cor-
renti di uscita maggiori di 1A. I 
nuovi fotorelé possono essere 
usati per diverse applicazioni fra 

cui dispositivi industriali, inverter, 
apparecchi HVAC, per l’automa-
zione degli edifici, per il test sui 
semiconduttori e altri.

Advantech 

Sensor node wireless
Advantech ha presentato la fa-
miglia di sensor node wireless 
WISE-4000 per l’acquisizione dati 
da remoto su reti WAN. Il produt-
tore, utilizzando diverse tecnolo-
gie, ha sviluppato tre tipi di sen-
sor node wireless: integrati (serie 
WISE-4200), ad alte prestazioni in 
classe IP65 (serie WISE-4400) e a 

ricarica solare (serie WISE-4600). 
L’obbiettivo è quello di accelerare 
lo sviluppo e l’implementazione 
dell’Internet of Things. La prima 
serie disponibile è quella siglata 
WISE-4200 con sensor node inte-
grati per monitoraggio ambienta-
le. La serie WISE-4400, invece, è 
destinata ad applicazioni per am-
bienti industriali gravosi. In questo 
caso, il primo modello previsto è 
siglato WISE-4470, dotato di tec-
nologia per rete mobile 3G per la 
trasmissione dei dati e antenna 
incorporata. La serie WISE-4600 
fornisce invece soluzioni con 
ricarica solare per applicazioni 
all’aperto su reti WAN. Oltre alla 
batteria solare ricaricabile, i sen-
sori WISE-4600 sono dotati di 
ingresso per tensioni da 10V a 50 
V che garantisce il funzionamento 
in applicazioni all’aperto.

ROHM

Chip LED bicolori 
ultra-compatti
ROHM ha presentato dei chip 
LED bicolore particolarmente 
compatti (dimensioni 1608) e 

caratterizzati da un design parti-
colare che migliora l’affidabilità. 
La configurazione degli elettro-
di posteriori, inoltre, supporta i 
display ad alta risoluzione. Le 
tecnologie e i processi proprie-
tari hanno permesso a ROHM di 
integrare due chip nella stessa 

dimensione di package utilizzata 
dai LED tradizionali, consentendo 
di generare più colori a fronte di 
un ingombro inferiore. I dispositivi 
SML-D22MUW sfruttano infatti 
le tecnologie di montaggio e di 
wire- bonding PICOLED che per-
mettono di inserire due LED (ros-
so e verde) in un unico package 
compatto da 1,6 x 0,8 mm. Inol-
tre, la ridotta distanza fra i due 
dispositivi permette di miscelare i 
colori per produrre non solo il ros-
so e il verde, ma anche diverse 
colorazioni intermedie. L’utilizzo 
di una configurazione particolare 
per l’elettrodo posteriore permet-
te il montaggio in spazi ristretti, 
consentendo la realizzazione di 
display a matrici di punti ad alta 
definizione e di altre applicazioni.

Texas Instruments

Semplificata 
implementazione della 
tecnologia DLP Pico
Texas Instruments ha annun-
ciato il modulo di valutazione DLP 
LightCrafter Display 2000 (EVM) 
e il chipset DLP2000 per facilita-
re la realizzazione di progetti che 
usano la tecnologia DLP. Questa 
scheda low cost (meno di 100 dol-
lari) permette infatti di realizzare 
progetti che utilizzano la tecno-
logia DLP per la visualizzazione 
insieme a soluzioni embedded 

come per esempio quella Bea-
gleBone Black. Il chip DLP2000 
è un componente da 0,2 pollici di 
diagonale, sempre a basso costo 
(19,99 dollari) mentre la scheda 
di valutazione dispone di una in-
terfaccia standard e funzionalità 
plug-and-play che ne permetto-
no l’uso con qualsiasi processo-
re con grafica RGB a 24 bit. La 
piattaforma può essere utilizzata 
per la realizzazione di applica-
zioni come per esempio smart 
TV portatili, pico proiettori, digital 
signage, smartphone e pannelli di 
controllo per soluzioni IoT.

Esterline Connection 

Technologies-Souriau 

Connettori certificati 
REACH e QPL
Esterline Connection Techno-

logies-Souriau ha ottenuto la 
conformità alla normativa REACH 
e la certificazione da parte della 
US Defense Logistics Agency. I 
connettori MIL-DTL-38999 Seri-
es III possono funzionare infatti 
a temperature comprese tra -65 
e + 200°C e hanno una chiusura 
ad avvitamento che garantisce 
una elevata resistenza alle vibra-

zioni. Sono disponibili con nove 
varianti di formato del guscio e 
54 layout QPL per il segnale, l’a-
limentazione e la trasmissione di 
dati ad alta velocità. I connettori 
che compongono questa ampia 
gamma di prodotti sono impiegati 
su velivoli civili e militari. I connet-
tori MIL-DTL-38999 Series III di 
Souriau sono certificati QPL da 
oltre 20 anni. La nuova versione 
zinco-nichel conforme al REACH 
è completamente sostituibile, 
intercambiabile e quindi comple-
tamente retrocompatibile con le 
versioni al cadmio già presenti sul 
mercato. L’azienda ha dichiarato 
di avere l’intenzione di certificare 
la serie secondo lo standard EN 
3645 che è attualmente in fase di 
sviluppo.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
I dati degli abbonati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, da Fiera Milano Media SpA – titolare del trattamento – 
Piazzale Carlo Magno,1 Milano - per l’invio della rivista richiesta in abbonamento, attività amministrative ed altre operazioni 
a ciò strumentali, e per ottemperare a norme di legge o regolamento. Inoltre, solo se è stato espresso il proprio consenso 
all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento, Fiera Milano Media SpA potrà utilizzare i dati per finalità di marketing, attività 
promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato. Alle medesime condizioni, i dati potranno, altresì, 
essere comunicati ad aziende terze (elenco disponibile a richiesta a Fiera Milano Media SpA) per loro autonomi utilizzi aventi 
le medesime finalità. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti alla 
gestione amministrativa degli abbonamenti ed alle transazioni e pagamenti connessi, alla confezione e spedizione del materiale 
editoriale, al servizio di call center, ai servizi informativi.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od 
opporsi al loro utilizzo per fini di comunicazione commerciale interattiva rivolgendosi a Fiera Milano Media SpA – Servizio 
Abbonamenti – all’indirizzo sopra indicato. Presso il titolare è disponibile elenco completo ed aggiornato dei responsabili.

Informativa resa ai sensi dell’art. 2, Codice Deontologico Giornalisti 
Ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003 e dell’art. 2 del Codice Deontologico dei Giornalisti, Fiera Milano Media SpA – titolare 
del trattamento - rende noto che presso i propri locali siti in Rho, SS. del Sempione 28, vengono conservati gli archivi di dati 
personali e di immagini fotografiche cui i giornalisti, praticanti e pubblicisti che collaborano con le testate edite dal predetto 
titolare attingono nello svolgimento della propria attività giornalistica per le finalità di informazione connesse allo svolgimento 
della stessa. I soggetti che possono conoscere i predetti dati sono esclusivamente i predetti professionisti, nonché gli addetti 
preposti alla stampa ed alla realizzazione editoriale delle testate. I dati personali presenti negli articoli editoriali e tratti dai 
predetti archivi sono diffusi al pubblico. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consul-
tare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo, rivolgendosi al titolare al predetto indirizzo. Si ricorda che, ai sensi 
dell’art. 138, d. lgs 196/2003, non è esercitabile il diritto di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’art. 7, comma 2, 
lettera a), d. lgs 196/2003, in virtù delle norme sul segreto professionale, limitatamente alla fonte della notizia. Presso il titolare 
è disponibile l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili.
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